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Qualitat als
Erfolgsfaktor

Haben Sie gewusst...

... dass CODICO neben dem Hauptsitz in Perch-
toldsdorf Gber Produkt-Kompetenzzentren
in Miinchen (CODICO Deutschland GmbH), in
Treviso (CODICO Italia Srl) und in Stockholm
(CODICO Sweden AB) verfugt?

... dass nicht nur das Headquarter ein Qualitats-
managementsystem nach ISO 9001 eingefuhrt
hat, sondern bereits seit 2016 auch alle Téchter?

... dass CODICO auf3erdem durch 43 Buros in 12
Landern vertreten ist? Deshalb steht der profes-
sionelle Vertrieb und die technische Unterstit-
zung von CODICO allen Kunden mit den gleichen
hohen Qualitatsstandards zur Verfigung.

... dass alle unsere 196 Mitarbeiter im Bewusst-
sein arbeiten, dass die Qualitat unserer Produkte
und Dienstleistungen fur den Erfolg unseres Un-
ternehmens eine entscheidende Bedeutung hat
und daher oberster Erfolgsfaktor ist.

... dass CODICOs Lieferanten deshalb sorgfaltig
nach bestimmten Kriterien wie Produktqualitat,
Leistungsumfang oder Zertifizierungsstatus aus-

gewahlt und regelmaRig bewertet werden.

Maochten Sie mehr Uber unser Qualitats-Manage-
ment-System (QMS) erfahren? Wenden Sie sich
bitte an

D
" Petra Landschau, +43 1 86305 169
petra.landschau@codico.com

’ a

Sven Krumpel
Geschaftsfuhrer
CODICO
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Vorwort

Wir riicken zusammen!

Liebe Leserinnen und Leser,

Wir erleben gerade ein neues wirtschaftliches Um-
feld, das einen dreifachen Schock zu verdauen
hat: Ein Angriffskrieg Russlands, der den interna-
tionalen Handel insbesondere in den Bereichen
Energie, Rohstoffe und Getreide durcheinander-
wirbelt. Eine neue geopolitische Weltordnung, de-
ren Zukunft vollkommen ungewiss ist. Und ein
finanzieller Schock hervorgerufen - von den durch
den russisch-ukrainische Konflikt nétigen Wirt-
schaftssanktionen - all das vor dem Hintergrund
einer noch nie da gewesenen Allokation in der
Elektronikindustrie als Folge der Pandemie und
des stark wachsenden Marktes. In Zeiten der Un-
gewissheit sind Konstanten umso wichtiger. Sich
auf diese zu besinnen und diese anzuwenden,
kann uns auch jetzt Kraft und Zuversicht geben.
Wir haben gelernt, auf Krisen zu reagieren, diese
zu |6sen und dabei als Team zu bestehen. Vor
zwei Jahren sind wir sehr spontan ins Home Office
Ubersiedelt. Nicht freiwillig, aber heute kann ich
sagen: Das New Work Konzept, das sich daraus
entwickelt hat, funktioniert. Gemeinsam und
durch unglaublich viel Arbeitsaufwand haben wir
es geschafft, die Bedurfnisse unserer Kunden zu
decken und sie trotz der Krisen bei ihren Projekten
zu unterstitzen, diese voranzutreiben. Ich kann
nicht vorhersagen, was noch auf uns zukommt.
Nattrlich wird unsere Branche Herausforderun-
gen spulren - sowohl im Bereich der Produktion,
der Verfligbarkeit als auch im Vertrieb. Aber die-
sen werden wir uns stellen! Und vielleicht kbnnen
wir den Wandel auch positiv beeinflussen. Wie vor
zwei Jahren gilt es, Unabhangigkeiten anzustreben
und den Mut zu bewahren. Unabhangig von den
wirtschaftlichen Auswirkungen mochte ich hier
auch personlich Stellung beziehen: CODICO steht
flr Toleranz, Verantwortung, Nachstenliebe und
Hoffnung. Ich verurteile Unrecht, zugefiigtes Leid,
das Ignorieren von humanitaren Grundsatzen, ei-
gensinniges und egoistisches Handeln ohne Riick-
sicht auf das Gemeinwohl und den Verlust von
Werten. Ich hoffe sehr, dass dieser Krieg bald zu
Ende ist! Bis dahin gilt es den Menschen, denen
Leid widerfahrt, zu helfen. Wir riicken zusammen!

W Sven Krumpel
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Tipps zur Verlangerung

Einer der wichtigen Parameter bei der Auswahl eines Displays ist die
Lebensdauer. Diese Kenngrol3e entscheidet, wie lange ein Display im
Einsatz sein kann - ohne optische EinbulRen und ohne ausgetauscht

werden zu mussen.

Wie definiert sich die

Lebensdauer eines Displays?

Die Lebensdauer ist jene Zeitspanne, nach der
50% der Ausgangshelligkeit erreicht ist. Findet
man im Datenblatt einen Wert von 20.000 Stun-
den, so ist das Display - bei durchgehendem Be-
trieb - nach 2,3 Jahren nur mehr halb so hell wie

zu Beginn.

Die Lebensdauer ist also mit der Helligkeit ver-
knUpft. Relevant ist dies, da fur verschiedene An-
wendungsgebiete unterschiedliche Anforderun-
gen an die Helligkeit gestellt werden. Bei Sonnen-
licht sind sehr helle Anzeigen notwendig, wohin-
gegen in Innenrdumen weitaus weniger lichtstar-
ke Displays erforderlich sind. Gleichzeitig sollte
die Lebensdauer eines Displays sinnvollerweise

jene der Anwendung erreichen. Nachfolgend
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stellen wir zwei sehr haufig verwendete Display
Technologien in Bezug auf deren Lebensdauer

im Detail vor.

TFT-LCD

Thin-Film-Transistor-Liquid-Crystal-Display
Dinnschicht-Transistor-FlUssigkristallanzeigen
leuchten nicht selbst und verwenden eine Hin-
tergrundbeleuchtung, technisch Backlight, um
das angezeigte Bild auch sichtbar zu machen.
Diese besteht aus mindestens einer, meist aber
aus mehreren Leuchtdioden (LED). Das ausge-
strahlte Licht wird Gber einen sogenannte Light-
Guide homogen Uber die Anzeigeflache verteilt,
um eine bestmdgliche Ausleuchtung zu gewahr-
leisten. Bei TFTs kommen ausschlieBlich weil3e

Leuchtdioden zum Einsatz. Die Lebensdauer ei-

nes TFT-LCDs wird durch die LEDs bestimmt, da
sie diesbezlglich die kritischste Komponente
sind. Typische Zeitangaben bei industriellen TFTs
liegen heute bei mindestens 20.000 bis 50.000
Stunden. Das entspricht typisch 30.000 bis
70.000 Stunden, also 3,4 bis 8 Jahren Betrieb bis
die halbe Helligkeit erreicht ist. Funktional ist die
Anzeige dadurch nicht beeintrachtigt.

Sieht man das Datenblatt genauer an, so stellt
man fest, dass die Lebensdauer bei bestimmten
Parametern definiert ist. Der angegebene Wert
gilt Ublicherweise bei 25°C (Raumtemperatur),
60% relativer Luftfeuchte und der LED-Strom
muss dem typischen Wert laut Datenblatt ent-
sprechen. Will man die Lebensdauer ganz genau
berechnen, muss in die Berechnung daher auch
die Temperatur und die Luftfeuchte einflieBen.
Zusatzlich braucht man die genauen Daten der
verwendeten LEDs, die selten vorliegen. In der
Praxis wird dies daher groRtenteils vernachlas-
sigt; man vertraut auf den Backlight-Hersteller,

der ein entsprechendes Expertenwissen hat.



Negative Auswirkungen

auf die Lebensdauer eines TFTs
Uberstrom: LED-Hintergrundbeleuchtungen
reagieren sehr empfindlich auf zu hohe Stréme.
Die Lebensdauer wird dadurch drastisch redu-
ziert. Niemals sollte das Backlight direkt an eine
Spannungsquelle angeschlossen werden. Die
einfachste Methode ist es, den Strom Uber
einen Vorwiderstand zu begrenzen. Die Daten
fur die optimale Ansteuerung sind im Daten-
blatt des Displays vermerkt.

Hohe Temperaturen: Zu hohe Temperaturen
verkurzen die Lebensdauer ebenfalls. Auch
hier ist ein Blick in das Datenblatt erforderlich,
das die maximal erlaubten Temperaturen angibt.
Vibration: Backlights sind zwar kompakte Ein-
heiten, Vibrationen und Erschitterungen kon-
nen aber zu mechanischen Beanspruchungen

fihren und die Lebensdauer verringern.

Tipps zur Verlangerung

der Lebensdauer von TFTs

Senkung des Stromes: Wird der Strom durch
die LEDs reduziert, nimmt auch die Helligkeit
ab. Gleichzeitig steigt aber die Lebensdauer. Ist
die Anzeige nun zu dunkel, kann auf ein Display
mit groRerer Helligkeit gewechselt werden. So
kann bei geringerem Strom die ursprunglich
angestrebte Leuchtstarke und eine bessere Le-
bensdauer erreicht werden. Als Faustregel gilt:
halbe Helligkeit ergibt Verdoppelung der Le-
bensdauer.

Ansteuerung Gber PWM (Pulsweitenmodu-
lation): Der Strom fur das Backlight wird ge-
pulst, das Tastverhaltnis ist direkt proportional
zur Helligkeit. Diese kann so verringert und da-
durch die Lebensdauer verlangert werden.

Temperaturmanagement: Soweit méglich

sollte das Display mit Abstand zu anderen War-

mequellen eingebaut werden. Ein gutes War-
memanagement hilft, die Temperaturen nied-
rig zu halten und die Lebensdauer zumindest

nicht zu verkurzen.

OLED DISPLAY

Organic Light Emitting Diode Display

Im Gegensatz zum TFT-LCD ist diese Anzeige
selbstleuchtend und braucht daher keine zusatz-
liche Beleuchtung, um das Bild sichtbar zu ma-
chen. Es werden Leuchtdioden zur Darstellung
verwendet und diese bestimmen die Lebensdau-
er. Grundsatzlich gilt, wie bereits oben beschrie-
ben, Lebensdauer ist die Zeit bis die halbe Hel-
ligkeit erreicht ist. Die Unterschiede liegen im De-
tail. Wie der Name sagt, werden bei OLED Dis-
plays Leuchtdioden aus organischen Materialien
verwendet. Dies sind langkettige Polymere, die -

werden sie elektrisch angeregt - selbst leuchten.

Mittels geeigneter Dotierung (Einbringen von
Fremdatomen in einen Halbleiter) lassen sich Far-
be und Helligkeit verandern. Die Materialien der
jeweiligen Farben haben eine unterschiedliche
Lebensdauer. Bei gelb werden mittlerweile
100.000h erreicht, bei blau oder weil3 stehen hin-
gegen noch 20.000h bzw. 30.000h im Datenblatt.
Die neueste 4. Generation von PMOLEDs basiert
auf einem sogenannten TADF (Thermally Activat-
ed Delayed Fluorescence) Emitter. Diese Techno-
logie ist auBerst effizient und zeichnet sich durch
eine langere Lebensdauer, aber auch eine héhe-
re Helligkeit aus. Gelbe Displays erreichen damit
bis zu 200.000h, an blauen OLEDs mit TADF wird

gearbeitet.

Allgemein ist die Lebensdauer fir OLED Displays

schwer zu berechnen. Im Gegensatz zu einem

AKTIVE BAUELEMENTE | IMPULSE

TFT, eine einzige eingeschaltete Lichtquelle hat,
besteht beim OLED jeder Bildpunkt aus einer ein-
zelnen Leuchtdiode, die je nach Bildinhalt an
oder aus sein kann. Diese Abhangigkeit von der
angezeigten Bildinformation, die der Anwender
festlegt, macht es kompliziert, einen Wert anzu-

geben.

Die Hersteller nehmen also einen fiktiven Bildin-
halt, bei diesem sind im Schachbrettmuster 50%
der Pixel ein und die anderen 50% ausgeschalten.
AnschlieBend wird die Abnahme der Lichtstarke
unter beschleunigten Testbedingungen gemes-
sen und die Lebensdauer extrapoliert. Mittlerwei-
le arbeiten einige Forschungsgruppen an Model-
len und Algorithmen, um die OLED Lebensdauer
genauer vorhersagen zu kdnnen. Wieder gilt der
Wert bei 25°C und, anders als beim TFT, bei der

typischen Treiber-Spannung anstelle des Stroms.

Negative Auswirkungen auf

die Lebensdauer eines OLEDs
¢ Hohe Temperaturen: In den Datenblattern fur
Passiv-Matrix OLED Displays findet man Be-
triebs-Temperaturangaben von -40°C bis +70,
80 oder sogar 105°C. Bei diesen hohen Tempe-
raturen funktioniert das Display zwar tadellos,
aber die Lebensdauer geht deutlich zurtck.
UV Licht: UV-Licht hat eine klrzere Wellenlan-
ge (100-400nm) und ist energiereicher als sicht-

bares Licht. Setzt man Menschen UV-Strahlung
aus, so resultiert das in gesundheitlichen Scha-
den. Auch organische Materialien in OLED Dis-
plays kénnen Schaden durch UV-Licht erleiden.
Die Licht emittierende Schicht aus organischem
Material ist der entscheidende Faktor. Hoch-
energetische Strahlung beschadigt die Struktur
dieser Schicht, was zu einer geringeren Licht-
emission und zu einem schnellen Helligkeits-
abfall fuhrt.

Luftfeuchte: Die verwendeten organischen

Halbleiter sind sehr empfindlich gegen Feuch-
tigkeit und Sauerstoff. Die Displays sind aber
so gut versiegelt, dass kein Wasser oder Sauer-
stoff zu den organischen Schichten gelangen
kann. Die Verringerung der Lebensdauer durch
Feuchte ist daher irrelevant.

Bildinhalt: Sind die angezeigten Informationen
statisch, dh immer nur an einer Stelle, wie etwa
bei Messwerten, reduziert sich die Helligkeit
dieser Pixel im Gegensatz zu den nicht so oft
oder nie verwendeten Bildpunkten deutlich.
Bei den angesteuerten Punkten geht daher die

Lebensdauer schneller zurick.

2022:1 |5
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Tipps zur Verlangerung

der Lebensdauer von OLEDs
Temperaturmanagement: Hohe Temperatu-
ren sollten tunlichst vermieden werden, da sie
die Lebensdauer negativ beeinflussen.
Schutz vor UV-Licht: Um einen Schutz gegen
UV-Licht zu bekommen, muss die Intensitat der
UV-Strahlung minimiert werden, wobei die
Malinahme keinen Einfluss auf das sichtbare
Licht haben darf. Die Verwendung eines Polari-
zers, der Wellenlangen <380nm auf unter 1%
reduziert, ist eine ausgezeichnete Lésung. Bei
Displays, die der Sonne ausgesetzt sind, sollte
auf jeden Fall ein Polarizer benutzt werden.
Zusatzlich wird auch empfohlen, die Anzeigen
gegen direktes Sonnenlicht abzuschirmen.
Treiberspannung: Die Treiberspannung sollte
auf jeden Fall eingehalten werden. Sie steht in
direktem Zusammenhang mit der Helligkeit
und damit auch mit der Lebensdauer.
Reduktion der Helligkeit: Haufig findet man
in Datenblattern fr OLED Displays mehrere
Angaben zur Lebensdauer. Angegeben wird
dann die Anzahl der Stunden bei verschiede-
nen Ausgangshelligkeiten. Startet man mit ei-
ner geringeren Anfangshelligkeit, mit zB 50%

620221
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Die Lebensdauer von Displays ist durch die direkte Verknipfung mit der

Helligkeit ein wesentlicher Faktor. Vor allem bei neueren Technologien wie den
OLED Displays sollte ein besonderes Augenmerk darauf gelegt werden. Der
Fortschritt bei OLED-Displays steht ebenfalls nicht still und zielt auf die Verbes-
serung der Parameter ab, indem immer wieder neue, standfestere organische
Materialien entstehen. So verbessert sich die Lebensdauer der Flachbild-
schirme stetig. TFT-LC Displays sind hier mit geringerem Aufwand hand-
zuhaben. Eines darf man aber nicht vergessen: die Entwicklung bei LEDs
schreitet schnell voran, was auch den LED-Backlights zu Gute kommt.

der maximalen Helligkeit, verlangert sich die
Lebensdauer um mindestens das Doppelte.
Bildschirmschoner: Beim OLED Display gilt:
ein Pixel, das nicht angesteuert wird, verliert
auch keine Lebensdauer. Das hei3t mit ande-
ren Worten, wenn das Display nicht verwendet
wird, ist Abschalten oder ein Bildschirmschoner
eine gute Maglichkeit, die Lebensdauer zu ver-
langern.

Statischen Bildinhalt vermeiden: Eine Metho-
de, um unterschiedliche Helligkeit einzelner
Pixel zu vermeiden, ist das sogenannte Pixel-
Shifting. Der Anzeigeinhalt wird in gewissen
zeitlichen Abstanden jeweils um 1 Pixel zB nach
rechts, nach unten, nach links oder nach oben
versetzt. Die einzelnen Bildpunkte werden so
nach Moglichkeit alle angesteuert, und die Hel-

ligkeit der Punkte, die sonst dauerhaft einge-

schaltet waren, geht nicht so schnell zurtck.
* Duty Cycle: Passiv-Matrix OLEDs werden mul-
tiplexed, dh die einzelnen Pixel werden nicht
gleichzeitig, sondern in schneller Reihenfolge
nacheinander angesteuert. Das erspart Leitun-
gen. Duty Cycle ist jener Bruchteil der Gesamt-
zeit, in der jeder Bildpunkt angesteuert wird.
Je geringer der Duty Cycle ist, desto mehr Trei-
berstrom muss aufgewendet werden, um die-
selbe Helligkeit zu erreichen. Ist der Duty Cycle
jedoch hoéher, ist weniger Strom notwendig.
Der Treiberstrom beeinflusst ebenfalls die Le-
bensdauer - je geringer, desto besser. Ein Blick
ins Datenblatt des Displays zeigt, welche Multi-
plexraten eingestellt werden kénnen.
[ A01)
™ Christian Forthuber, +43 1 86305 158

christian.forthuber@codico.com
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FN-LINK: Neue loT WiFi4

Modullosungen mit BLE5.0

FN-LINK erweitert sein Produktport-
folio an Low-Cost loT Lésungen, die
WiFi4 und BLE 5.0 unterstutzen.
Diese Module zeichnen sich durch
die Besonderheit aus, dass ein Ap-
plikationsprozessor mit Schnittstel-
len und Speicher bereits auf den
Modulen integriert ist und daher
autark ohne externe Intelligenz

die Hauptfunktionen einer loT
Anwendung abdeckt. Dieser SOM
(System on Module) Ansatz
erlaubt die Realisierung von loT
Produkten in einer besonders
kleinen Bauform.

ie Bezeichnung 6222N steht flr eine Mo-

dulfamilie bestehend aus zwei Varianten,
die sich nur im Hinblick auf die Antennenkonfi-
guration unterscheiden. Das 6222N-IMB besitzt
einen IPEX Antennenstecker und ist mit 27x
30mm daher etwas kleiner als sein groRerer Bru-
der 6222N-IMA, der auf Grund seiner integrier-
ten PCB Antenne 7mm mehr an Lange misst, al-
so 27x37mm. Umso beachtlicher ist hierbei die
Eigenschaft, dass zwei Prozessoren, KM4 (ARM
Cortex-M33 kompatibel) und KMO (ARM Cortex-
M23 kompatibel) sowie ein Flash Speicher von
4MB und 512KB RAM auf den Modulen integriert
sind. Zudem werden zahlreiche Schnittstellen
und Security Features geboten, die immer haufi-

ger bei loT Anwendungen gefordert werden:

¥

'y
]

-

adongsoreeredentor,

* Trustzone-M Security

+ Hardware SSL Engine

* Root Trust Secure Boot

+ USB Host/Device

» SD Host

+ Codec

+ LCD Controller

+ Key Matrix

+ 1xPCM, 4xUART, 1xI12S, 2x12C, 7XADC, 17xPWM,
max 54xGPIO

Beide Module unterstitzen WiFi4 in den Fre-
quenzbander 2.4 und 5GHz und zudem BLE5.0.

Ein weiteres WiFi4/BLE5.0 Modul mit der Be-
zeichnung J202H-1 besitzt ebenfalls eine PCB An-
tenne, verflgt aber nur Gber einen Prozessor-
kern (32Bit) und bietet mit 2MB Flash und 276KB
RAM nur etwa halb so viel Speicher wie die 622N
Familie. AuBerdem funkt es nur auf 2.4GHz mit
einer Bandbreite von 20MHz. Somit ergibt sich
eine maximale Datenrate von 72Mbps, wahrend
die 6222N Familie auch Bandbreiten von 40MHz

unterstltzt und daher eine Datenrate von
135Mbps erreichen. Dafur fallt das J202H-I durch
einen besonders kleinen Formfaktor von nur

18x20mm auf. Folgende Schnittstellen stehen
bei dem J202H-1 zu Verflgung:

« 1xSDIO

* SPI: 1x Master/Slave

+ UART: maximal 2

* PWM: maximal 17

+ 12C: 2 (max 400Kbps, max 3.3Mbps)

* GPIO: maximal 13

* Miscellaneous: US|, IR, 12S, ADC, PWM

Alle loT Module laufen mit FreeRTOS.

Einen Produktuberblick sowie Datenblatter fin-
den Sie auf unserer Support-Seite:
http://downloads.codico.com/misc/AEH/FN-Link

N André Ehlert, +49 89 130143811
andre.ehlert@codico.com

2022:1
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DER EINFACHE
WeG ZUM IOT..

..fuhrt Gber Intelligent Cloud Connect

Projekte im Zusammenhang mit dem Internet der Dinge (IoT) auf die
Beine zu stellen, stellt immer noch zahlreiche Unternehmen vor grofRe
Herausforderungen. Sie wollen einfach ihr Gerat anschliel3en und einen
Uberblick Gber alle Daten abgebildet sehen.

Es scheint so einfach zu sein

Aber in der Realitat muss man durch ein unge-
mein komplexes Okosystem und eine fragmen-
tierte Wertschopfungskette mit zahlreichen Hur-
den navigieren. DarUber hinaus kann es bis zu
zwei Jahre dauern, bis man eine neue loT-L6-
sung endlich auf den Markt bringen kann. Inzwi-
schen wissen wir, dass es viele Projekte auf-
grund ihrer Komplexitat nicht bis zur Marktein-
fuhrung schaffen. Um dies zu vermeiden, gilt es
folgende Herausforderungen zu bertcksichtigen.

+ Wahlen Sie die richtige Kommunikationshard-
ware flr das Zielgebiet, und entwickeln Sie ein
Kommunikationsprotokoll.

Entscheiden Sie sich furr die Konnektivitats- und
SIM-Management-Plattform und handeln Sie
den Verbindungsplan mit lhrem Mobilfunknetz-
betreiber aus.

+ Verwalten Sie die Laufzeit der SIM-Karte und
die individuelle Verbindungsnutzung.

Finden Sie eine geeignete Clouddatenbank zur
Speicherung und Verwaltung der Daten vom
Gerat.

+ Entwickeln Sie eine Anwendung zur Visualisie-
rung dieser Daten. Uberwachen und verwalten
Sie das angeschlossene Gerat.

Verwalten Sie die Sicherheitszertifikate, die
Identitat des Gerats sowie die Registrierung
auf der Cloudplattform.

8| 2022:1

loT-Konnektivitdt ist aufwéndig

Fir einen einfacheren Weg zum loT
Die Mehrzahl der loT-Projekte beginnt damit,
dass man einen Machbarkeitsnachweis (Proof
of Concept-PoC) erstellt. CODICO hat zusam-
men mit THALES und dessen Partner Eseye eine
Vereinfachung der einzelnen Schritte, eine Op-
timierung des Prozesses sowie eine Reduzierung
der Komplexitat moglich gemacht. Eseye und
THALES stellen mit ihrer partnerschaftlich konzi-
pierten loT-Konnektivitatsplattform dieses loT-
Okosystem buchstablich auf den Kopf, da diese

THALES

we can alltrust

die Komplexitat drastisch minimiert und die Zeit-
schiene zur Entwicklung eines neuen Produkts
von zwei Jahren auf etwa sechs Monate verklrzt.
THALES und Eseye haben ihr Know-How gebun-
delt und Intelligent Cloud Connect ins Leben ge-
rufen: die weltweit erste integrierte loT-Losung,
welche die Entwicklung und Bereitstellung von

loT-Geraten enorm vereinfacht.

Intelligent Cloud Connect: loT-
Losungen schneller bereitstellen
Dank der Intelligent Cloud Connect-L6sung kon-
nen Gerate- und Ausristungshersteller eine ein-
zige loT-Produkt-SKU fur jede Branche entwickeln,
die intelligent zwischen mehr als 700 Mobilfunk-
netzen schalten kann, um eine fast 100%ige welt-
weite Konnektivitat sowie nahtlose Datenbereit-
stellung zum AWS loT Core zu bieten. Die Platt-
form bietet Zero-Touch loT-Sicherheitszertifizie-
rung sowie ein Device Lifecycle Management,
damit Kunden ihre Gerate weltweit (iber eine ein-
zige webbasierte Konsole (Single Pane of Glass)
steuern kénnen. Die Probleme im Zusammen-
hang mit Bandbreitenausgleich, Datentarifen
und Verhandlungen mit Mobilfunknetzbetrei-
bern fallen weg, und Kunden bekommen eine
einzige, gerateunabhangige, message-basierte
(MQTT) Rechnung, die samtliche Konnektivitats-
anforderungen tber den AWS Marketplace ab-
deckt.

Fur eine erfolgreiche loT-Entwicklung sind Design
und Entwicklungsstrategie von wesentlicher Be-
deutung. Entscheidungen zugunsten einer be-

stimmten Technologie im Anfangsstadium koén-

©AdobeStock/Mongta Studio
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Die weltweit ersten Plug & Play-loT-L6ésungen, die sich automatisch mit AWS verbinden

nen zum Erfolg oder Scheitern eines Projekts fiih-
ren. Die Eseye-Plattform beseitigt schwierige loT-
Schmerzpunkte und positioniert Unternehmen

optimal fur den kunftigen Erfolg.

Diese Losung bietet eine vorinstallierte Firmware,
die Sicherheit, Konnektivitat und Anmeldedaten
intelligent zwischen Gerat und Cloud verwaltet,
und somit eine weltweit einheitliche Erfahrung
ermdglicht. Das Gerateverhalten vereinfacht den
loT-Einsatz und automatisiert die weltweite und
sichere Verbindung zum AWS loT Core.

Fur eine einfachere Applikationsentwicklung un-
terstltzen die Intelligent Cloud Connect-Gerate
einen benutzerfreundlichen MQTT-Client (Mes-
sage Queuing Telemetry Transport). Diese Uber
AT-Befehle gesteuerte Funktion vereinfacht die
Kommunikation zwischen integrierter Hardware
in den loT-Geraten und im AWS |oT Core und an-

deren relevanten loT-Diensten.

Zu den Vorteilen zahlen:

+ Eine weltweit einsetzbare SKU lasst sich tberall
auf der Welt ohne Weiteres verbinden und
flhrt somit zur Reduzierung des logistischen
Aufwands und der Gemeinkosten fur Gerate

und technisches Management.

Automatische Zero-Touch Dienstbereitstellung
mit allgegenwartiger Mobilnetz-Konnektivitat
weltweit gleich nach dem Einschalten - mit ei-
ner fast 100%igen Gerateverfugbarkeit in allen
4G LTE-, 3G- und 2G-Netzwerken.

Automatische Registrierung im AWS-Cloud

beim Einschalten des Gerats - Geratezertifizie-
rung und -sicherheit werden automatisch vom
AWS-Cloud verwaltet und Over-The-Air an das

Gerat weitergeleitet.

+ Das gerateunabhangige Mobilfunknetz-Profil-
management von Eseye ermdglicht einen dy-
namischen Netzwerkwechsel sowohl auf dem
Gerat als auch Over-The-Air, um grofitmaogliche
Konnektivitat zu gewahrleisten.

MQTT-Message Bundles bieten eine vereinfach-
te und skalierbare weltweite Konnektivitatsver-

waltung mit planbaren Kosten.

Die auf einer einzigen webbasierten Konsole
basierte Losung erlaubt eine einfache Verwal-
tung der weltweiten Gerate und die Verrech-
nung von einer intuitiven Benutzungsoberfla-
che aus, und das vereinfachte Lifecycle-Ma-
nagement tragt sowohl zur Verlangerung der
Geratelebensdauer als auch zur Reduzierung

der Wartungskosten bei.

Verkirzung der Zeit bis zur Marktreife der Ge-
rate, Verbesserung der loT-Ergebnisse und Be-
schleunigung der Kapitalrendite, damit sich die
Kunden auf die Schaffung von geschaftlichem

Mehrwert konzentrieren konnen.

6 Schritte zu einer schnellen,
effizienten und weltweiten loT-
Losung, die sofort einsatzbereit ist
Mithilfe der Intelligent Cloud Connect-Lésung
kdénnen Unternehmen die Zeit bis zur Marktreife
um 75% reduzieren und dabei Kosteneffizienz
und Kapitalrendite steigern. Den Eckpfeiler dieser
Losung stellt das innovative Cinterion® PLS62-W
Global loT-Modul bzw. -Terminal dar, zusammen
mit der intelligenten Netzwerkwechsellésung
AnyNet SIM fur AWS von Eseye. Diese Kombina-
tion bietet eine sofort einsatzfahige, Zero-Touch
sichere Konnektivitat auf der ganzen Welt. Mit-
hilfe dieser Gerat/SIM-Kombination kénnen In-
genieure die Entwicklung, Bereitstellung und Ak-

tivierung von loT-Systemen vom Gerat zum AWS

AKTIVE BAUELEMENTE | IMPULSE

|oT Core in 6 einfachen Arbeitsschritten optimie-

ren und absichern:

1. PLS62T-ICC erwerben: Mit THALES Intelligent
Cloud Connect und Eseye.

2. AWS-Konto einrichten: AWS Marketplace be-
suchen und MQTT Message Bundle von Eseye
erwerben.

3. Software von Eseye installieren: Dies bie-
tet Sicherheit und Zero-Touch-Bereitstellung.

4. »Thing« erstellen: gehen Sie in das »Things«-
Repository in lhrem AWS |oT Core. Folgen Sie
den Anweisungen und erstellen Sie [hr »Thing«
oder laden Sie eine Liste von »Things« fir eine
Massenaktivierung hoch.

5. Anmeldeinformationen einreihen: Sicher-
heits- und Identitatsdaten werden zur Uber-
tragung an das Gerat in eine Warteschlange
im Eseye-Netzwerk gestellt.

6. loT-Gerat einschalten: Schalten Sie Ihr loT-Ge-
rat ein und, siehe da, ein Sicherheitszertifikat
wird auf lhr Gerat heruntergeladen und lhre
Daten werden automatisch Over-The-Air tber
die Eseye-Plattform dem AWS bereitgestellt.

Intelligent Cloud Connect: loT-Ent-
wicklung wird einfacher & schneller
Das PLS62-Terminal lasst sich Uber RS232 oder
USB mit dem Hostgerat verbinden. Dies erweist
sich fur jene Nutzungsszenarien als ideal, in de-
nen das Hostgerat AT-Befehle senden kann. Wei-
tere Verbindungen sind mithilfe des Erweite-
rungssteckers moglich, der SPI, 12C, GPIO, eine
zusatzliche RS232-Schnittstelle sowie einen 5V-
Netzteil bereitstellt. FUr eine komplett eigenstan-
dige Losung bietet das PLS62-Terminal eine pro-
grammierbare integrierte Intelligenzfunktion, dh
mit Intelligent Cloud Connect lasst sich eine voll-
standige Sensor-To-Cloud-Anwendung realisie-
ren.
[ A03
\ Peter Bjérkstrand, +43 1 86305 275

peter.bjoerkstrand@codico.com

Terminal PLS62T

2022:1 ]9
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Robotik & Intelligente Kamera Produkte

mit THUNDERCOMM SOMs

Robotik- und Automatisierungstechnologien erleben in Europa, genauso
wie im Rest der Welt, derzeit eine explosionsartige Verbreitung. Intensiver
Wettbewerb und der gestiegene Altersdurchschnitt der Belegschaft in un-
terschiedlichsten Branchen - von der verarbeitenden Industrie Uber Agrar-
wirtschaft bis hin zu Logistik und Einzelhandel - zwingt Unternehmen dazu,
neue Systeme einzubinden, um Effizienz und Produktivitat zu steigern.

n den Produktionswerken von heute unterstut-
zen autonome mobile Roboter die menschli-
che Belegschaft bei Produktion und Montage, in
Lagern arbeiten autonome, ferngesteuerte Fahr-
zeuge und Entnahme- und Sortierroboter be-
schleunigen dort die Abwicklung der Kundenbe-

stellungen, auf den Ackern werden vielerorts Ro-

boter eingesetzt, um Pflanzen zwecks Ertragsstei-
gerung kontinuierlich zu Gberwachen und zu ern-
ten, sobald sie fir den Markt bereit sind. Alle die-
se Roboter und Automatisierungssysteme ver-
langen nach hochintegrierten Ein-Chip-Lésungen,
die leistungsfahige Bilderkennung, hohe Rechen-

leistung, kunstliche Intelligenz und neueste

10 | 202211

Drahtlostechnik vereinen, damit diese Maschi-
nen eigenstandig in ihrer Umgebung sehen, na-

vigieren, kommunizieren und ansteuern kdnnen.

In der letzten Ausgabe der Impulse gaben wir un-
seren Lesern einen Uberblick einiger der aktuell-

sten industriellen SoCs von QUALCOMM mit

erhohter Lebensdauer, die genau auf diese Nut-

zungsszenarien zielen. QCS610 und QCS8250

sind Lésungen fiir intelligente Kameraanwendun-
gen wie Kundenerfassung in Einkaufszentren (Re-
tail Analytics) oder fiir QA-Uberwachungssyste-

me in Lagern und auf Produktionslinien, wahrend

QRB5165 flir autonome mobile Roboter, Service-

Thundercomm

roboter und Drohnen entwickelt wurde. Zwar ste-
hen diese leistungsfahigen Chips den Entwick-
lern jetzt schon flr die Integration in Systemen
zur Verfligung, es mangelt den Kunden jedoch
oft an der notwendigen Entwicklungszeit - und
manchmal auch an den technischen Mitteln, um
Produkte auf der Basis dieser komplexen, multi-
funktionalen SoCs zu entwickeln.

Um sich der doppelten Herausforderung eines
langen Design-In-Prozesses und der Beduirfnisse
der Kunden flr eine schnelle Markteinfiihrung
zu stellen, ist CODICO eine Partnerschaft mit
THUNDERCOMM eingegangen, um eine breite
Palette an System-On-Modulen auf der Basis der
neuesten Technologien von QUALCOMM anzu-
bieten. Die SOMs werden um Engineering-, Pro-
duktentwicklungs- und Herstellungsdienstlei-
stungen von THUNDERCOMM erganzt, mithilfe
denen Kunden ihre neuen Produkte schnell zur

Marktreife bringen kénnen.

©AdobeStock/julia Garan
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Zeitplan fur Smartkamera- und Robotikanwendungen von QUALCOMM Technologies

QcCse10

Dual ISP, up to 4K@30fps

Dedicated Security Book

QcCs410
QCs410

Dedicated Security Book

Pin for Pin compatible with QCS610

2.2GHz Octocore CPU with GPU & DSP
Hexagon™ DSP based Al Engine (~3TOPS)

Integrated GNSS/Ethernet RGMII/USB

2.2GHz Quadcore CPU with GPU & DSP
Hexagon™ DSP based Al Engine (~3TOPS)
Dual ISP, up to 1080p@90fps

Integrated GNSS/Ethernet RGMII/USB

QRB5165, RB5 Robotics Platform

QRB5165

()
O

2.8GHz Octocore CPU with GPU & DSP
Al Engine (15 TOPS) with NN SDK Support
Dual ISP, up to 8K@30fps
Dedicated Secure Processing Unit
Up to 18 Camera Support

®H

QCS8250, Edge Al Camera & Display Platform

QCS8250

()
O

2.8GHz Octocore CPU with GPU & DSP

Al Engine (15 TOPS) with NN SDK Support
Dual ISP, ZSL, 64MP@30fps

3 simultaneous 4K Display Support

Up to 7 concurrent Cameras

@ ndustrial robots for factory, warehouse and logistics, mobile robots for agriculture, retail, last mile delivery and entertainment venues

@ Machine vision, sensing systems for use in factory, warehouse and agriculture inspection, retail analytics and security

Ubersicht (iber einige Smart Camera, Display und Robotics SoC Plattformen von Qualcomm

Bevor wir auf das Produkt- und Dienstleistungs-
angebot von THUNDERCOMM eingehen, lassen
Sie uns zuerst einen Blick auf die Geschichte und
Herkunft unseres Partners werfen. Das US-Un-
ternehmen wurde 2016 als Joint Venture zwi-
schen QUALCOMM und ThunderSoft, einem fih-
renden Softwarehersteller und Pionier des An-
droid-Betriebssystems, gegriindet. THUNDER-
COMM legt den Schwerpunkt auf Industrie, Ein-
zelhandel und Consumerbereich, wo sie sich der
marktfihrenden SoCs, Drahtlostechnologien
und Audiolésungen von QUALCOMM sowie ihrer
engen Verbindung zum Halbleiter-Marktfihrer
zu Nutze machen, um umfassende Hardware-Re-
ferenzdesigns, System-On-Module und unter-

C5165N
LGA
45*56mm

€6490/
CT6490, LGA
40*35mm

PREMIUM

C4290/
CM4290
LGA

€610/410
LGA
38*38mm

MIDDLE

CM2290/
C€2290, LGA
35*5Tmm

CM6125/
C6125, LGA
35*5Tmm

ENTRY

T55M-EA

T55G-EA
M.2 LGA
52*30mm 42*%42mm

CMXXXX or CTXXXX denotes the SOM uses a SOC with an integrated cellular modem.

stitzende SDKs fur Produkte in ihren Zielmark-

ten zu entwickeln.

THUNDERCOMM setzt auch seine multidiszipli-
nare Engineering-Kompetenz im Bereich Be-
triebssystementwicklung und -optimierung, Ka-
meraeinstellung und -kalibrierung, Bilderken-
nung und Kl-Algorithmusentwicklung ein, um
komplette, »schlusselfertige« Produkte fur ihre
Consumer-, Einzelhandels- und Industrieanwen-
dungen zu entwickeln und herzustellen*. Der Fir-
mensitz von THUNDERCOMM befindet sich in
der Nahe von QUALCOMM in San Diego, wo die
Belegschaft auf 1.200 Mitarbeiter in 9 F&E-Zen-
tren und 16 Verkaufsbiros gewachsen ist.

TurboX SOM - THUNDERCOMM Roadmap

C7230
LGA
37*60mm

C3165N
LGA
45*56mm

LcC
36.5*52mm

$626
B2B
38*38mm

C€450/C626
LGA
35*34mm

CM450/
CM626
LGA, 35*51mm

C404/405
LGA
34*34mm

CM4100

CT4350 T62M-NA/EA
LGA M.2

T95
LGA
16*20mm

52¢30mm @

Dank der engen Zusammenarbeit mit QUAL-
COMM kann THUNDERCOMM eine der umfang-
reichsten Paletten an SoC-basierten SOMs anbie-
ten, um samtliche Anwendungen von Wearables
Uber Handheld-Computer bis hin zu Fabrikauto-
matisierungssystemen und Servicerobotern ab-
zudecken. Vom Einstiegs- bis hin zum Premium-
Computingsegment bietet der Entwicklungsplan
steigende Kamera- und Bilderkennungsfahigkei-
ten, Kl-Rechenleistung sowie Mobilfunkkonnek-
tivitat bis hin zur aktuellsten 5G-Technologie von
QUALCOMM. Pinkompatible SOMs sind ebenfalls
im Angebot, um Entwicklern die Erstellung von
Produkt-Roadmaps auf der Basis der SoC-Fami-
lien von QUALCOMM zu erméglichen.

COMPUTE MODULES

H Edge Box
n Robotics
Camera
[E] Handheld
u Face Play
H Scanner
E Speaker
m Wearable
m Meter
n Pad

@ \ew

D660/
D660 pro
LGA, 40*35mm

CT5430/
C5430
LGA, 38*38mm

T62G-NA/EA
LGA (TBD)
42*%42mm

5G MODULES

Die Roadmap von THUNDERCOMM umfasst SOMs, die die neuesten Bilderkennungs-, KI- und 5G-Technologien von QUALCOMM integrieren.
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Ein Teil der fur industrielle Anwendungen be-
stimmten SOMs von THUNDERCOMM werden
mit einer verlangerten Lebensdauer (8-10 Jahre)
und teilweise mit erweiterten Temperaturberei-
chen (-40 bis 85 C°) angeboten.

Nebenstehend ist das Blockdiagramm der SOM
C5165 zu sehen, ausgestattet mit dem leistungs-
starken SoC QRB5165 von QUALCOMM sowie
8GB LPDDR5 RAM, 128GB UFS-Speicher,
QUALCOMNMs Leistungsmanagement-IC fur den
QRB5165 sowie Bluetooth/Wi-Fi-Konnektivitat.
Da dieses SOM die wichtigsten Komponenten
eines typischen Roboters im SOM-Gehause inte-
griert, wird der Design-In-Prozess dadurch we-
sentlich vereinfacht und die Zeit zur Marktreife
far Endkunden verkirzt. Den SOM C5165 gibt
es auch mit verlangerter Lebensdauer, und die
SOM-Variante C5165N bietet auch einen erwei-
terten Temperaturbereich fur raue Betriebsum-

gebungen.

12 | 202211

B2B Connection

TurboX SOM - C5165 SOM H/W Blockdiagramm

Ctrls

UFS
128GB

SMB1390 12C
x2

[ | owner |
e |

PM8250

oo AR
Slocs PMI81508

RF CLK1
RF CLK2

ANTCann.6

2.4G/5G/BT
ANT Conn.#2

PM8009 Powers

SLEEP CLK

PMK8002

(@] WIFI FEM . QCA6391

2.4G/5G

QRB5165

Memory
LPDDRS5

SSC x2
PCle x2
SoundWire x2
USB3.1 gen2 w/Type-C&DP
USB3.1 gen2
UART
MIP DSI x2
MIPI CSI x6
QUPs
SD I/F

MI2S

DMICs

B2B Connection
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- Der SOM C5165 (45x56x9mm) verwendet einen B2B-Stecker fir die Verbindung zum Kundendesign

Das RB5-Entwicklungskit mit Unterstiitzung fiir das Kameramodul IMX577 von Sony und Omnivisions Kameramodul OV9282,
welches Ortungsanwendungen unterstiitzt sowie ein Time-Of-Flight-Sensorzubehér von THUNDERCOMM, sind ebenfalls erhdiltlich.

Damit Kunden schnell mit der Entwicklungsar-
beit beginnen kénnen, bietet THUNDERCOMM
auch ein umfassendes Entwicklungskit auf der
Basis des C5165 samt integrierter Softwareun-
terstitzung fur Mono- und Stereo-Kameramodu-

le und Sensoren. Diese Software wird von einem

AKTIVE BAUELEMENTE | IMPULSE

funktionsreichen SDK unterstitzt, welches die
SOC-Softwareleistungen** von QUALCOMM um
Kamera-, Bilderkennungs- und Kl-Algorithmus-
kompetenzen von THUNDERCOMM erganzt.

Das RB5-Entwicklungskit von THUNDERCOMM
mit Unterstutzung fir das Kameramodul IMX577
von Sony und Omnivisions Kameramodul
0V9282, welches Ortungsanwendungen unter-
sttzt sowie ein Time-Of-Flight-Sensorzubehor
von THUNDERCOMM, sind ebenfalls erhaltlich.

Kunden, die ein SOM von THUNDERCOMM in ih-
ren Produkten integrieren, kdnnen auch bezahlte
Engineering-Dienstleistungen in Anspruch neh-
men, um die Zeit zur Marktreife zu beschleuni-
gen. THUNDERCOMM blickt auf eine lange Ge-
schichte in der Produktentwicklung mit namhaf-
ten Herstellern zurlick und kann seine Expertise
in der Produktenwicklung und Herstellung von
Kamerasystemen beisteuern, um Kunden bei der
Realisierung ihrer Produkte zu unterstutzen.

ad
™ Thomas Carmody, +43 1 86305 362
thomas.carmody@codico.com

*THUNDERCOMM bedient sich Produktionspartnern, einschlieflich
seines eigenen joint-Venture-Herstellers BestMoments in Taiwan,
um »schlisselfertige« Produkte fiir seine Kunden herzustellen.
**CODICO unterstiitzt unsere Kunden beim Registrierungs- und Ein-
arbeitungsprozess, damit sie Zugang zur umfangreichen technischen
Dokumentation von QUALCOMM und THUNDERCOMM erhalten.

Auszug fruherer Robotikprojekte von THUNDERCOMM

2022:1 | 13
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Die ganze Welt strebt nach Klimaneutralitat, und der Marktanteil von Elektrofahrzeugen gegentber Fahrzeu-
gen mit Verbrennungsmotor steigt zusehends an. Zu den Hindernissen fur den endgultigen Durchbruch der
Elektrofahrzeuge zahlt immer noch die Angst vor zu geringer Reichweite. Um dieses Problem zu Isen,
investieren Regierungen weltweit enorme Summen in die Ladeinfrastruktur.

- SRR
o

Abbildung 1: Ladestationen fiir Elektroautos
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s sind heute mehrere Arten von Ladestatio-
E nen im Einsatz, diese reichen von »Mode 2«-
und »Mode 3«-Ladestationen bis hin zu Schnell-
ladestationen »Mode 4, die Ladeleistungen von
bis zu 400kW liefern kdnnen (siehe Abbildung 1).

Diese Ladestationen werden im Folgenden aus-

fahrlicher beschrieben:

¢ Mode 2 und Mode 3 (Kabel mit IC-CPD sowie
Wallboxen): Diese Stationen liefern Wechsel-

strom flr das Laden eines elektrischen Fahr-

zeugs. Mode 2 verwendet 3 Phasen und er-
laubt das Laden mit bis zu 22kW, wahrend Mo-
de 3 bis zu 42kW schafft (~75km Reichweite pro
Stunde laden). Hinweis: Mode 1 wird in Europa

nicht mehr verwendet.

¢ Mode 4 DC-Schnellladestationen (DCFC): Mit
diesen Ladestationen lassen sich Batterien von
Elektroautos - je nach der Leistung der Lade-
stelle selbst (50kW bis 400kW) und der maximal
erlaubten Ladeleistung des Fahrzeugs - in 30

Minuten von 20% auf 80% aufladen.

b

©AdobeStock/Blue Planet Studio




Abbildung 2: Blockschaltbild einer Mode 4/DCFC-Untereinheit

Beim Laden des Autos zu Hause oder bei der
Arbeit reichen Mode 2 und Mode 3 aus. Mode
4 und Schnellladestationen sind fur den Fall kon-
zipiert, dass nicht Gber einen langeren Zeitraum
geladen werden kann, etwa bei Langstreckenrei-
sen, wenn die gesamte Kapazitat der Akkus be-
ansprucht wird.

Abbildung 2 zeigt das Blockdiagramm einer
typischen DC-Schnellladestation, wo dreiphasige
Wechselspannung in eine 250- bzw. 800V-
Gleichspannung zum Laden von Elektrofahrzeu-
gen umgewandelt wird. In der Regel enthalt eine
Mode 4-Ladestation mehrere solche Unterein-
heiten, von denen jede zwischen 30 und 75kW
liefert. In diesem Diagramm werden viele der L6-
sungen fur den Betrieb von DC-Schnellladesta-
tionen dargestellt, darunter isolierte Gate-Treiber,
isolierte Leistungsmodule, Treiber fur die Trans-
formatorschaltung sowie digitale Isolatoren mit

integrierter Stromversorgung.

In Abbildung 2 wird ersichtlich, dass ein DC-
Schnellladesystem in der Regel aus zwei Um-
wandlungsschritten besteht. Der erste Schritt be-
steht in einer Blindleistungskompensation

Abbildung 3: Anwendungsschaltung MPQ18913
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(Power Factor Correction - PFC), bei der der Wech-

selstrom aus dem Netz in eine DC-Zwischenspan-
nung zwischen 800 und 1300V umgewandelt
wird. Fir diesen PFC-Schritt kommt Ublicherwei-
se eine dreiphasige, dreistufige Gleichrichter-/
Umrichter-Topologie zum Einsatz. Diese beson-
dere Topologie bezieht sich auf einen dreistu-
figen Wandler, der sich mit einem dreiphasigen
Netz verbinden lasst.

Beim zweiten Schritt (auch als DC/DC-Stufe be-
zeichnet) wandelt ein isolierter DC/DC-Wandler
die DC-Zwischenspannung in jene Zielspannung
um, die fur die zu ladende Batterie geeignet ist.
LLC und phasenversetzte Vollbrickenwandler
sind Ubliche Topologien fir die DC/DC-Stufe.

Zu den Herausforderungen bei der Entwicklung
von Schnellladestationen gehdren die Maximie-
rung der Leistungsdichte, eine Senkung der Ko-
sten und die Verringerung der GroRe. Eine bran-
chenweite Methode zur Effizienzsteigerung ist
der Wechsel von Halbleiter-MOSFETs/-IGBTs zu
Siliziumkarbid(SiC)-FETs. Dies ist deshalb beson-
ders wichtig, weil die Leistung von DC-Schnellla-
destationen inzwischen von 50kW auf bis zu
400kW gestiegen ist.

Aufgrund der hohen Spannungen und Leistun-
gen bei DC-Schnellladesystemen sind isolierte
Komponenten notwendig, um Nutzer und Nie-

derspannungsstromkreise gegen mogliche Ge-

fahren und Stérungen zu schitzen.

2022:11 15
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Zur Minimierung solcher Risiken kdnnen zusatz-

liche Komponenten integriert werden:

* Isolierte Gate-Treiber fur SIC-MOSFETs

und IGBTs, wie etwa MP18831 und MP18851
+ Digitale Signalisolatoren wie MPQ27811

und MP27631
* Isolierte Stromsensoren wie MCS1806

und MCS1803

Zu beachten ist, dass isolierte Gate-Treiber eine
isolierte Bias-Stromversorgung brauchen und
dass die Gate-Treiber-Stromversorgungen hohen
Isolationsspannungen standhalten mussen. Die-
se Gate-Treiber-Stromversorgungen mussen zu-
mindest die DC-Zwischenspannung aushalten
und eine niedrige Isolationskapazitat bieten, um
etwaige von der Hoch- in die Niederspannungs-

seite kommende Stérungen zu minimieren.

LR (L)

Entwicklung einer Isolierten
Stromversorgung fur Gate-Treiber
Beim MPQ18913 handelt es sich um einen Trans-
formatortreiber flr isolierte Bias-Stromversor-
gungen. Dieses Bauteil kann mit SiC-FETs als iso-
lierter Bias fur SiC-Gate-Treiber kombiniert wer-
den. Fur isolierte Stromversorgungen zur Bereit-
stellung einer isolierten 18V/-4V-Ausgangsspan-
nung, die den SiC-FET treibt, kommt haufig eine
Flyback-Topologie zum Einsatz. Abbildung 3 zeigt
eine typische Anwendungsschaltung, die mit
MPQ18913 fur eine 18V/-4V-Ausgangsspannung
implementiert wurde. Die Anzahl der Ausgange
lasst sich je nach verwendetem Transformator
einstellen, und die Ausgangsspannung kann

Uber das Windungsverhaltnis verandert werden.

MPQ18913 lasst sich als LLC-Wandler einsetzen,

was die effizienteste Topologie fur isolierte Ga-
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Abbildung 4: LLC-Topologie
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te-Treiber-Stromversorgungen darstellt (siehe Ab-
bildung 4). Diese Wandler verwenden einen LLC-
Schwingkreis fir den Energietransfer, beste-
hend aus einer Magnetisierungs- und Streuin-
duktivitat sowie einen zusatzlichen Kondensa-
tor die den Resonanzkreis bei einer bestimm-
ten Frequenz zum Schwingen bringen. Der Wand-
ler nutzt diese Resonanz, um ein sanftes Schalten
und eine hocheffiziente Stromumwandlung zu
gewahrleisten. Der Hauptvorteil von LLC-Wand-
lern besteht darin, dass die vom Transformator
erzeugte Streuinduktivitat als Resonanzindukti-
vitat im Schwingkreis verwendet werden kann.
Dies beseitigt die von der Streuinduktivitat ver-
ursachten Spannungsspitzen und verbessert die

Effizienz gegentber Flyback-Topologien.

Anhand des MPQ18913-Beispiels wird deutlich,
dass die LLC-Resonanztopologie beachtenswerte
Vorteile gegenuber einer typischen PSR-Flyback-
Topologie bietet. Zu diesen zahlt die Tatsache,
dass die LLC-Resonanztopologie aufgrund der
Schaltfrequenz (fSW) von bis zu 1T0MHz kleinere
BaugrolRen erlaubt, wahrend das fSW bei der
Flyback-Topologie unter 400kHz bleibt. Dadurch
lasst sich die Baugrofie einer solchen Lésung ge-
genuber einer Flyback-Anwendung mit ahnlich
hoher Leistung um 40% reduzieren. Ein weiterer,
wesentlicher Vorteil der LLC-Resonanztopologien
besteht darin, dass die Isolationsspannung ohne

Probleme bis zu 5kV erreichen kann.
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Herkdmmliche Flyback-Lésungen schaffen ledig-
lich 1,5kV, so dass die obige Losung striktere An-
forderungen an die Isolationsspannung erful-
len kann.

Tabelle 1 vergleicht LLC-Resonanztopologie und

Flyback-Topologie.

Zusammenfassung

Zwar sind hochfrequente LLC-Stromversorgun-
gen in der Regel schwieriger zu implementieren
bzw. zu optimieren als niederfrequente Wand-
ler, Komponenten wie der MPQ18913 ermogli-
chen jedoch einfachere LLC-Stromversorgungen

mit Merkmalen wie automatische Resonanzfre-

Tabelle 1: LLC-Resonanztopologie vs. Flyback-Topologie

Schaltfrequenz (fSW) Hoch (bis zu 10MHz)

Abmessungen
Transformat: T ) ety

Nutzt die Streuinduktivitat

ELERIUERE als Teil des Resonanztanks

Isolationsspannung Hoch (bis zu 5kV)

:
au, 109mm?

B, Be

n 21 Komponenten

E ]

PARAMETER LLC-RESONANZTOPOLOGIE | PSR FLYBACK-TOPOLOGIE | VORTEIL
)

Niedrig (<400kHz Eine hohe Frequenz
ermoglicht eine kleinere

30pH (10x10mm) BaugroRe

Bei LLC ermdglicht die
Streuinduktivitat eine
hohere Effizienz und ver-
hindert Spannungsspitzen

Streuinduktivitat
reduziert die Leistung

LLC erméglicht eine
hohere Isolationsspannung
flr bessere Sicherheit

Niedrig (1,5kV)

Hoch (bis zu 25pF)

4x4mm

Bis zu 40% kleinere
6 BaugroRe und 20%
weniger Komponenten

180mm?

26 Komponenten
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quenzerfassung und integrierte Transistoren.
Darliber hinaus erlauben LLC-Resonanztopolo-
gien eine Verringerung der BaugroéRe, was zur
Erhéhung der Leistungsdichte fir Hochleistungs-
Ladestationen wie jene fur Elektrofahrzeuge
fihrt. Im Zuge der laufenden Optimierung der
Ladeinfrastruktur ist MPQ18913 als Bias fur SiC-
FETs die optimale Wah! fir Hochleistungsladean-
wendungen sowie fir automobile Anwendungen
wie Bordladegerate, Antriebsumrichter und
DC/DC-Wandler.
[ A0S
\ Thomas Berner, +49 89 130143815

thomas.berner@codico.com

Autoren: George Chen, Product Marketing Manager / Di Han, Systems
Engineering Manager / Tomas Hudson, Applications Engineer,
Monolithic Power Systems
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Stromversorgungen
fur die Elektromobilitat

Elektromobilitat als umweltvertraglichere Handlungsoption setzt auf
smarte Ladetechnik mit kommunizierenden Systemkomponenten.
Ladegerate fur Elektrofahrzeuge stellen die Schnittstelle zwischen
Stromnetz, »Energiebereitstellungseinheit« und dem Energiespeicher
des Elektrofahrzeugs dar. Sie beinhalten Kommunikationseinheiten,
Regler sowie Sensoren, Uberwachende Logik und Module zur
Authentifizierung fur die Freischaltung von Energiefltssen.
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m eine bestandige Eigenversorgung dieser
U Ladesysteme zu gewdhrleisten, hat RECOM
eigens dafuir optimierte Stromversorgungs-Mo-
dule im Bereich von 3 bis 60 Watt entwickelt, die
den Anforderungen an elektrischer Sicherheit
und elektromagnetischen Kompatibilitat entspre-
chen und dabei duf3erst kompakt aufgebaut sind.

Wallboxen und Ladestationen sind haufig in Um-
gebungen mit Uberspannungskategorie |1l (OVC
IIl - Over Voltage Category) installiert, in denen
es zu erheblichen Spannungseinbrichen, -Spit-
zen und Transienten durch Blitzeinschlage Uber
die Netzleitung kommen kann. Diesen Widrigkei-
ten mussen Netzteile fir die Elektromobilitat trot-
zen. Zusatzlich kdnnen rasche Temperaturveran-
derungen auftreten bzw. sehr weite Temperatur-
grenzwerte der Aufstellorte, nach oben wie auch
nach unten, vorausgesetzt werden. Die AC-Ver-
sorgungsspannung kann einphasig erfolgen, un-
ter Umstanden sind aber auch Phase-zu-Phase
Bedingungen mit 400 oder 480VAC abzudecken.
Die Baureihen von AC/DC-Wandlermodulen fir
3 bis 60W haben 85-528VAC Eingangsspannung
fir Phase-zu-Neutral-Verbindungen in Einpha-
sensystemen mit 100/115/230/277/400/480VAC
oder fir eine Phase-zu-Phase-Verbindung in ei-
nem System mit 120VAC. Die kostenglinstigen

©AdobeStock/putilov. denis
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& range of AC/DC moduled votable for auxiliscy tuppies in BV changing fyitems -
with a ramge of AC supply woltages in harsh mechanical and ebectrical environments '
AC/DC-Modules from 3 to G0W

AC/DC Power Supplies

Main features:

m Enhanced immunity and isolation Pri = Set

® Operating temparanre -0 i +E5°C (50°C)
i High effickeny for reliabile and compadt itz
m 0072 3AAG0MAL input [incl. Phate o Phase)
® Reguoed BM] Emissions with grounded cutput

DC/DC Power Supplies
oo adaied guate o heers, Juodiiany rails and Holaed
COmmURIE G rieHa e

Main features:

w High solatien e.q. the 41 input BXTE seriey
uaehul e feartiol Lignal solatien

W Lowpst oot madied DLADC comperiers Such 3%
[®s BEE senips, urseful for inE e solatio

Switching Regulators

Mon-molated Sartching regulaiors provide high-efficenty replicements

fior Enear sequlaiors inbatiery charging sysiems

Main features:

W High efficiessty &.g. B-THE-1.0 serieq peaks o 57, 1.3V,
SV or TV cutipet/ 14, up to 2BV input, outpes poser upto 178

W The RPX Sevigd afe oomplele I8 Sower wipphied in

3 sberminiature 3x 3 x 1 485mm package

w The RPL Series ofler 14 0o 44 colpots in a tiny QFN pinout,

Wil up fu 20W eutpan

Custom Solutions
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und komplett zertifizierten Module gibt es mit
einer breiten Auswahl an Ausgangsspannungen.
Sie haben einen grofl3en Betriebstemperatur-
Bereich von -40 bis +85°C fur raue Umgebungen
und eignen sich perfekt als Hilfsstromversorgung
fur Batterielade- und Uberwachungssysteme.
Diese Baureihen erflllen ohne externe Filter die
EMV-Normen und haben einen geringen Leer-
lauf- und Standby-Verbrauch. Ein GroRteil der
RACxx-Produkte erméglicht den sicheren An-

schluss an OVC llI-Systeme. Das vollstandig zer-

tifizierte AC/DC-Wandlermodul der RECOM-Bau-
reihe RAC05-K/480 eignet sich fiir Phase-zu-Pha-
se-Verbindungen in Systemen mit 220/480VAC
und bietet einen isolierten 5W-Ausgang mit 5, 12
oder 15VDC bei einer Versorgungsspannung von
85 bis 528VAC. Die Bauteile sind ohne externe
Komponenten EMV-konform (EN55032, Klasse
B), und der Betriebstemperaturbereich liegt zwi-
schen -40 und +80°C. Der RAC05-K/480 eignet
sich fur den direkten Anschluss in einer OVC IlI-

Umgebung und ist daher der ideale Hilfskonver-

ter fUr Batterieladestationen im Freien sowie

far den allgemeinen industriellen Einsatz.

Um sich einen Uberblick der von RECOM verfiig-
baren Module speziell fir den Einsatz in Lade-
saulen zu verschaffen, senden wir Ihnen gerne

eine Onlinebroschlre bzw. Kurzibersicht.

\Andreas Hanausek, +43 1 86305 131

andreas.hanausek@codico.com
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Fur loT & Wearables: XCL232
150mA Buck Micro DC/DC

SEMICONDUCTOR LTD.

Ein sehr geringer Eigenstromverbrauch ist bei heutigen loT und Wearable Applikationen extrem wichtig,

da dieser einen erheblichen Anteil am Gesamtstromverbrauch ausmacht und dies die Batterielebensdauer
massiv beeinflusst. Der Kunde erwartet heutzutage eine immer langere Nutzungsdauer pro Batterieladung.
Der neue XCL232 Baustein von TOREX hilft in beiden Szenarien mit nur 200nA Eigenstromverbrauch!

Beim XCL232 handelt es sich um einen syn-
chronen Ultra-Low Power 150mA PFM Step-

Down Micro DC/DC Konverter mit integrierter
Spule. Der Betriebsbereich am Eingang ist mit
1,8 bis 6,0V spezifiziert. Die Ausgangsspannung
istin 0,05V Schritten im Bereich 0,5 bis 1,9V und

Abbildung 1: Typischer Schaltkreis
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in 0,1V Schritten im Bereich von 2,0 bis 3,6V
wahlbar. Der geringe Wert von nur 200nA Eigen-
strom wird durch die Implementierung von PFM
Regelung und synchroner Gleichrichtungsarchi-
tektur, welche die Verluste bei geringem Strom
minimiert, erreicht. Ein effizienter Step-Down
Schaltkreis kann durch nur 2 externe Kapazita-

ten wie in Abbildung 1 gezeigt aufgebaut werden.

Der XCL232 Baustein besitzt einen Enable-Pin,
um den gesamten IC ein- und auszuschalten
(Stand-By). Im Stand-By Modus sind alle Schalt-
kreise ausgeschaltet, und der Verbrauch geht da-
bei auf geringe 0.1pA zurtick. Eine optionale CL
Discharge Funktion, die die Lastkapazitat im Aus-
schaltfall rasch entladt, ist ebenfalls vorhanden.
Die eingebaute UVLO Funktion schaltet die inter-
nen P-Kanal Treiber und N-Kanal Treiber aus,

wenn die Eingangsspannung unter die UVLO
Schwelle fallt.

Hohe Effizienz bei kleinen Lasten
Der 200nA Eigenstrom tragt auch maf3geblich zur
hohen Effizienz bei kleinen Lasten bei, womit der

Sleep Current

Active Operation
of System

Current
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Abbildung 2: Effizienz zu Ausgangsstrom
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XCL232 IC die Nutzungsdauer einer Batteriela-  Vielfaltige Step-Down Losung Kleinstes Gehause

dung in Batterieapplikationen stark erhéht. Wie  Dieser neue Step-Down Micro DC/DC ist fir Ap-  Die XCL232 Serie ist in einem CL-2025-03 Gehau-
in Abbildung 2 zu sehen, ist die Effizienz des  plikationen mit Li-Primarbatterien oder Li-lon/Li-  se mit Abmessungen von nur 2,5x2,0x1,04mm
XCL232 bei kleinen Lasten (im Bereich von TyA  Polymer wiederaufladbare Batterien bestens ge-  untergebracht (siehe Abbildung 4).

bis 100pA) im Vergleich zu einem konventionel-  eignet. Abbildung 3 zeigt eine typische Applikati-

len Low Power PWM/PFM Auto Switching Buck  on, bei welcher durch den XCL232 die Spannung A07
DC/DC stark verbessert. Bei 10pA betragt die Effi-  von 2,8V fiir die MCU direkt von der Stromversor- \johannes Kornfehl, +43 1 86305 149
zient des XCL232 immer noch Gber 80%! gung, einer Li-lon/Li-Polymer Zelle, generiert wird. johannes.kornfehl@codico.com

Low Power RESET  [RESETB

A4

XC6136N
- cso &
1/0 POR or /0
USBetc. | Li-ion/Polymer Charger [3.3~42v Step-down DC/DC o
> I XC6803/04/08 Ultra-Low Power: P VDD o MC
; Low Iqg MCU
ISET THIN XCL232 a
/ ; t RISIT o
VS DO e
Low Power: XC6504
GO: XC6241 3.0V
High PSRR: XC6233 »  RF/Sensor

Abbildung 3: Applikationsschaltung mit Li-lon/Li-Polymer Bat- Abbildung 4: CL-2025-03 Gehduse
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Module fur loT-Anwendungen

CJFi) €3Bluetooth

<) synaptics

Mit dem Fortschreiten des Internet of Everything (IoE), mit dem wachsenden
Einsatz kiinstlicher Intelligenz und »Big Data« sind drahtlose Funkmodule
gefragt, um Sensoren & Aktoren Uber Gateways mit der Cloud zu verbinden.

ie drahtlose Anbindung der verschiedenen
DObjekte an das zentrale Management
System ist die effektivste Art der Vernetzung. Der
Einsatzbereich umfasst das Smart Home, Smart
Building, den Transportbereich, Anwendungen
in der Medizin, speziell die Patientenbetreuung,
intelligente Stadte, das Internet 4.0, die automa-
tisierte Produktion, die intelligente Landwirt-
schaft und den Umweltschutz. Viele dieser Seg-
mente erfordern sehr kompakte Module und
werden oft auch mit Batterien betrieben, was
wiederum hohe Ansprtche an die verwendeten

ICs stellt. CODICO hat hier mit SYNAPTICS einen
fihrenden Anbieter fir den loT-Markt im Pro-
gramm. SYNAPTICS hat vor kurzem die WiFi-Blue-
tooth loT-Sparte von Broadcom erworben und
entwickelt basierend auf dieser Plattform Client
Losungen fir unterschiedliche Einsatzzwecke.
Fertige Module vom taiwanesischen Hersteller
Ampak mit SYNAPTICS WiFi-6 und Bluetooth
5.2 Technologie runden das Angebot ab.

Die Spezialitat von Ampak sind sehr kompakte
Gehause mit kleinem FuBabdruck. Das kleinste

derzeit verfiigbare misst 6,5x5mm, ein SiP-Ge-
hause. Verfligbar sind Briefmarken grof3e Typen,
bis zu High-End Modulen, die flr den industriel-
len Temperaturbereich spezifiziert sind. Weitere
mogliche Gehausetypen sind LGA und auflotbare
Gehause fur den Massenproduktionseinsatz.
Neu sind die Module mit M.2 kompatiblem Form-
faktor fur die Verwendung in komplexen indu-
striellen Steuersystemen. Als Schnittstellen sind
folgende digitale Interfaces vorhanden: SDIO, IIC,
PCle, USB und UART. Die Ampak Produkte kon-
nen an viele verschiedene Kunden CPUs ange-
schlossen werden, es sind Treiber fur die Stan-
dardbetriebssysteme wie Windows, Linux, An-
droid und RTOS vorhanden. Zusammen mit Am-
pak kann der technische Support von CODICO
Kunden bei der Auswahl des passenden Moduls
sowie bei der Integration des Treibers und der
Konfiguration der Protokolle unterstttzen. Die
Treiber umfassen alle gangigen im Standard
definierten Funktionen sowie auch die aktuellen
Sicherheitsstufen wie zum Beispiel WPA3.

Die Module von Ampak, basierend auf der Chip
Technologie von SYNAPTICS, eignen sich beson-
ders fUr den Einsatz in batteriebetriebenen Ge-
raten. Die aktuelle Generation Uberzeugt mit
sehr niedrigem Leistungsverbrauch im Standby
Betrieb, im Power Save Mode sind Werte unter
TmW moglich. Das entspricht einer Verbesse-
rung von Uber 50% gegenUber der Vorganger-
generation. Muster sind bei CODICO kurzfristig
verflgbar.
A08
N Achim Stahl, +49 89 130143814
achim.stahl@codico.com

FAMILY PART DESCRIPTION

WiFi + Bluetooth

WiFi + Bluetooth SYN43438
WiFi + Bluetooth SYN43455
WiFi + Bluetooth SYN43456
WiFi + Bluetooth SYN43458F
WiFi + Bluetooth SYN43596
WiFi + Bluetooth SYN43598
WiFi + Bluetooth SYN430132
WiFi 6 + Bluetooth SYN43752
WiFi 6 + Bluetooth SYN4375
WiFi 6 + Bluetooth SYN43756
WiFi 6E + Bluetooth + Thread/Zigbee SYN4381
WiFi 6E + Bluetooth + Thread/Zigbee SYN4382

22 | 202211

SYN43436P Single-Chip IEEE 802.11 b/g/n MAC/Baseband/Radio with Bluetooth 5.2 and FM Receiver

Single-Chip IEEE 802.11 b/g/n MAC/Baseband/Radio with Bluetooth 4.1 and FM Receiver

Single-Chip 5G Wi-Fi IEEE 802.11ac MAC/Baseband/Radio with Integrated Bluetooth 4.1 and FM Receiver

Single-Chip 5G Wi-Fi IEEE 802.11ac MAC/Baseband/ Radio with Integrated Bluetooth 5.x and FM Receiver

Single-Chip 5G Wi-Fi IEEE 802.11ac MAC/Baseband/ Radio with Integrated Bluetooth 5.x

Single-Chip 5G Wi-Fi IEEE 802.11ac 2 x 2 MAC/Baseband/Radio with Integrated Bluetooth 4.2 and RSDB

Single-Chip 5G Wi-Fi IEEE 802.11ac 2 x 2 MAC/Baseband/Radio with Integrated Bluetooth 5.x and RSDB

Single-Chip Ultra Low Power IEEE 802.11n MAC/Baseband/Radio with Integrated Bluetooth 5.x

Single-Chip IEEE 802.11ax 2x2 MAC/Baseband/Radio with Integrated Bluetooth 5.1 and an FM Receiver

Single-Chip 5G Wi-Fi IEEE 802.11ax 2x2 MAC/Baseband/Radio with Integrated Bluetooth 5.x

Single-Chip IEEE 802.11ax 2x2 MAC/Baseband/Radio with Integrated Bluetooth 5.2 (LE AUDIO)

Single-Chip Triple Combo with IEEE 802.11ax 1x1 MAC/Baseband/Radio, Integr. Bluetooth 5.2 (LE AUDIO) & Matter support
Single-Chip Triple Combo with IEEE 802.11ax 2x2+1x1 RSDB MAC/Baseband/Radio, Integr. Bluetooth 5.2 (LE AUDIO) & Matter support
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10A Point of Load Wandler flr USB-C Anwendungen
und dezentrale Power Management Losungen

SILVERTEL positioniert sich mit der Markteinfihrung des Ag7010,
10A POL Konverter erneut als innovativer Hersteller von flexiblen
Power-Management-Modulen. Der Winzling ist fUr den Betrieb mit
allen USB-C (PD) Spannungen von 9V, 12V sowie 20V optimiert und
ist bestens fur dezentrale Power Strukturen geeignet.

ieses hocheffiziente Modul mit minimalem
D Platzbedarf ist trotz des Uberaus weit kon-
figurierbaren Ausgangsspannungsbereiches von
3,0V bis 12,7V Uberaus verlustarm und erreicht
einen beeindruckenden Wirkungsgrad von >97%.
Dank seines weiten Eingangsspannungsberei-
ches von 8 bis 24V bietet das Ag7010 maximale
Flexibilitat und liefert einen Ausgangsstrom von
bis zu 10A, um eine nicht isolierte Ripple- und
Noise-arme Ausgangsspannung zu liefern. Dank
seines hohen Wirkungsgrades ist das Modul die
ideale Wahl fur USB-C Thunderbolt/Lightning-
verbundene Systeme, die mit begrenzter Energie

auskommen mussen.

Das Ag7010 kann Uber die integrierte I2C-Schnitt-
stelle gesteuert und Uberwacht werden und ist
damit ein sehr vielseitig einsetzbarer Spannungs-
wandler. Das Modul ist in einem oberflachen-

montierbaren, ultrakleinen Gehause mit den Ab-

messungen von nur 37x14x7mm (LxBxH) erhalt-
lich, das einfach auf die Host-Leiterplatte aufge-
|6tet werden kann. Die enge thermische Kopp-
lung ermdoglicht ein hervorragendes Warmema-

nagement.

Daruber hinaus ist das Ag7010 mit Unter- und
Uberspannungsabschaltung, Output Enable,
Uberstrom- und Warmeschutz ausgestattet und
bietet damit eine zuverlassige Stromversorgungs-
|6sung. Da das Ag7010 standardmaRig im indu-
striellen Temperaturbereich arbeitet und nur we-
nige externe Komponenten bendétigt, ist der Weg
vom Reif8brett bis zur zugelassenen Hardware
ein sehr einfacher, kostenguinstiger und risiko-

armer.

Das Ag7010 wurde in GroRbritannien entwickelt
und hergestellt und ist vollstandig RoHS- und

WEEE-konform. Es erganzt das umfangreiche An-

gebot an kostengunstigen, aber hochfunktiona-
len Power-Management-Modulen von SILVER
TELECOM.

Das Produkt selbst sowie auch das Evaluation-
Board (EvalAg7010) sind ab sofort bei CODICO
erhaltlich und ermdéglichen Entwicklungsinge-

a
N Andreas Hanausek, +43 1 86305 131
andreas.hanausek@codico.com

nieuren eine sofortige Inbetriebnahme.

@Silvertel
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Die heutige Nachfrage nach Gleichspannungswandlern (DC/DC) wird hauptsachlich von Anwendungen
des Verbrauchermarktes angetrieben. Diese Anwendungen bendétigen Leistungsinduktivitaten vorwiegend
fur batteriebetriebene Gerate, eingebettete IKT-Systeme sowie fur Hochleistungs- und Hochfrequenz-

Gleichspannungswandler.

eim Design von kompakten, kostengulinsti-
Bgen und effizienten Systemen mit hervorra-
gender thermischer Performance ist es wichtig
die elekrischen Eigenschaften der benétigten
Speicherinduktivitdten (nachfolgend in diesem Ar-
tikel auch oft als Spule bezeichnet) zu verstehen.

Spulen sind relativ einfache Bauelemente, die
aus einem mit isoliertem Draht umwickelten
Kern bestehen. Die Fertigung einer Spule mit der
richtigen GroRe, dem richtigen Gewicht, der rich-
tigen Temperatur, Frequenz und Spannung fur

eine bestimmte Anwendung, ist komplex.

Das wesentliche bei der Auswahl einer Spule ist,
die im Datenblatt spezifizierten Parameter zu ver-
stehen. Dieser Artikel bietet eine Anleitung zur
Auswahl der optimalen Speicherinduktivitat und
zur Vorhersage der Leistung der Speicherinduk-
tivitat bei der Anwendung eines neuen DC/DC-

Wandlers.

Was ist eine
Speicherinduktivitat/Spule?

Bei einer Spule handelt es sich um ein Bauteil in
einem Stromkreis, das Energie in seinem magne-
tischen Feld speichert. Spulen wandeln elektri-
sche in magnetische Energie um, und leiten an-
schlieBend elektrische Energie in den Stromkreis.
Mit steigendem Strom nimmt auch das magne-
tische Feld zu. Abbildung 1 zeigt das elektrische

Modell einer Spule.

Cross-Selection I

Length (Im) I

Area (Aw)

Number of Turns (N)

Abbildung 2: Parameter einer Spule

Tabelle 1: Berechnung der Induktivitat (L)

Core
Material

FORMEL PARAMETER BESCHREIBUNG

H = Hr Ho
Hr
Ho = 41107
IM Am

Im

N

Permeabilitat

Relative Permeabilitat (Kern)
Naturkonstante

Spulenflache (Magnetfeldbereich)
Spulenlénge (Magnetfeldlange)
Anzahl der Windungen

Tabelle 2: Berechnung der magnetischen Flussdichte (B)

FORMEL PARAMETER BESCHREIBUNG

H

B=pxH

Eine Spule entsteht durch das spiralférmige Auf-
wickeln eines isolierten Drahts. Die Spule kann
unterschiedliche GréRen und Formen anneh-

men, und es kdnnen verschiedene Materialien

Magnetic Field

Coil

Core
Material

Abbildung 1: Elektrisches Modell einer Spule

Permeabilitat

Das magnetische Feld (abhangig
von Geometrie, Zahl der Windungen
und Strom)

fur den Kern zum Einsatz kommen. Mehrere Fak-
toren wie etwa die Anzahl der Drahtwindungen,
die Kerngeometrie und die Permeabilitat beein-
flussen die Induktivitat. Abbildung 2 zeigt die
wichtigsten Spulenparameter. Tabelle 1 zeigt alle
notwendigen Parameter zur Berechnung der In-
duktivitat (L).

Die gangigen Spulenparameter werden im Fol-

genden naher beschrieben.

Permeabilitat

Die magnetische Permeabilitat beschreibt die
Materialeigenschaft, wieviel magnetischer Fluss
beim Anlegen eines elektromagnetischen Felds
durch eine Spule passieren kann. Tabelle 2 zeigt
wie Permeabilitat (u) die magnetische Flussdichte
verstarken kann (B). Laut Tabelle 2 ist die magne-
tische Flussdichte (B) neben der Permeabilitat
auch von den Abmessungen des Kerns abhan-

gig.
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e

Abbildung 3: Luftspule

Abbildung 3 zeigt eine Spule ohne Kern. Die Per-
meabilitat der Luftspule entspricht einem kon-
stanten Wert (ur Luft), der etwa 1 betragt. Abbil-
dung 4 zeigt eine Spule mit Kern. Die Flussdichte
ist starker, wenn ein Kern verwendet wird. Flr
den Magnetkern variiert die typische Permeabi-
litat fur verschiedene Kernmaterialien. In Tabelle
3 ist die Permeabilitat von drei verschiedenen

Kernmaterialien aufgefihrt.

Induktivitat (L)

Induktivitat ist die Fahigkeit einer Spule, induzier-
te elektrische Energie als magnetische Energie
zu speichern. Eine Spule muss konstanten Gleich-

strom an den Lastausgang liefern, wahrend sie
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Abbildung 4: Spule mit Kern

von der Schalteingangsspannung angesteuert
wird.

Tabelle 4 zeigt den Zusammenhang zwischen
dem Strom und der Spulenspannung. Die Span-
nung Uber die Spule ist proportional zur Ande-
rung des Stroms in Abhangigkeit von der Zeit.
Bei der Ermittlung des Induktivitatsbereiches ei-
nes Designs muss beachtet werden, dass die In-
duktivitat nicht bei allen Betriebsbedingungen
konstant bleibt. Die Induktivitat kann sich mit stei-
gender Frequenz andern, was bei Anwendungen
mit hoheren Schaltfrequenzen zu berucksichti-

Tabelle 3: Permeabilitat des Magnetkerns

Eisen ur FEgaseD

Nickel-Zink pr Nizn

Mangan-Zink ur MnZn

gen ist. Spulenhersteller testen die Induktivitat
typischerweise bei Frequenzen zwischen 100kHz
und 500kHz, da ein Grof3teil der DC/DC-Wandler
in diesem Bereich arbeitet.

Widerstand (R)

Der Stromwiderstand der Spule fuhrt zur War-
meerzeugung und damit zu einer Effizienzbeein-
trachtigung. Die Gesamtkupferverluste setzen
sich aus den Rpc- und Rac-Verlusten zusammen.
Rpc bleibt ungeachtet der Frequenz konstant,
wahrend Rac von der Frequenz abhangig ist.
Tabelle 5 zeigt die Berechnung von Rpc.

KERNMATERIAL BEZEICHNUNG PERMEABILITAT

50 bis 150
40 bis 1.500
300 bis 20.000

Tabelle 4: Berechnung des Spule-Spannungsabfalls

FORMEL PARAMETER BESCHREIBUNG

v
di

v=Lx di
dt g

Tabelle 5: Berechnung der Kupfer Rpc

Spannungsabfall tiber die Spule

Anderungsrate fur den Strom

FORMEL PARAMETER BESCHREIBUNG

|
Rpc=px ——
pc=P* A

Spezifischer Widerstand, Materialkonstante
Lange

Querschnittsflache




Tabelle 6: Vergleich der Querschnittsflache eines Rund- und eines Flachdrahts

KERNMATERIAL DRAHTTYP VERGLEICH | QUERSCHNITTSFLACHE

1Tmm Durchmesser Rund

1x1mm (Grundflache/Hbéhe) Flach

Tabelle 7: Rund- vs. Flachdrahte

Arounp = Tir? = Tt x 0.52 = 0.785mm?

Apar=1x1=1mm?

RUNDDRAHT FLACHDRAHT

Hoéhere Induktivitat

Hoherer Widerstand (Rpc)
Geringere Querschnittsflache
Mehr Windungen méglich

Geringerer Strom

Kupferverluste lassen sich reduzieren, indem die
Drahtflache vergroRRert wird, sei es durch Einsatz
eines dickeren- oder eines Flachdrahts. Bei Ver-
wendung eines Flachdrahts wird das Wicklungs-
fenster vollstandig ausgenutzt, was zu einem
niedrigeren Rpc fuhrt. Tabelle 6 zeigt die Quer-
schnittsflache eines Runddrahts im Vergleich
zum Flachdraht. Tabelle 7 vergleicht die Vorteile
von Rund- und Flachdrahten.

DC-Kupferverluste (Ppc) einer Spule kénnen mit-

hilfe der Gleichung (1) ermittelt werden:
—12
(M Ppc=Ipc* Rpc

Der Kupferverlust (Pac) basiert auf dem Wechsel-

stromwiderstand der Wicklung Rac, welcher

TR

Der Wicklungsbereich ist beschrankt,
die maximale Induktivitat ist reduziert

Geringerer Widerstand (Rpc)
Das Wicklungsfenster wird vollstandig ausgenutzt
Weniger Windungen méglich

Hoherer Strom

durch den Proximity- und den Skin- Effekt verur-
sacht wird, der wiederum von der Frequenz ab-
hangt. Je héher die Frequenz, desto hoher sind

die Pac Kupferverluste.

Kernverluste

Im Allgemeinen lassen sich die erforderlichen
magnetischen Eigenschaften fur Kernspulen mit
ferromagnetischem Material erzielen. Je nach

PASSIVE BAUELEMENTE | IMPULSE

Kernmaterial betragt die relative Permeabilitat
zwischen 50 und 20000. Die Domanenstruktur
dieses Materials reagiert beim Anlegen eines ma-
gnetischen Feldes; ohne magnetisches Feld ist
die Orientierung zufallig. Kernverluste treten bei
einer Anderung der magnetischen Energie auf.
Die Domanen richten sich entlang der Richtung
des magnetischen Feldes aus. Wahrend die Do-
manen sich ausdehnen und zusammenziehen,
bleiben einige von ihnen in der Kristallstruktur
stecken. Sobald sich die festsitzenden Doméanen
rotieren kénnen, wird Energie als Warme freige-
setzt.

Rippelstrom (Al)

Rippelstrom (Al) bezeichnet den Betrag, um den
sich der Strom wahrend eines Schaltzyklus an-
dert. Die Spule funktioniert moglicherweise nicht
richtig, wenn sie aul3erhalb ihres Spitzenstrom-
bereichs betrieben wird. Typischerweise wird ei-
ne Spule flr einen Rippelstrom von 30% bis 40%
des Irms ausgelegt. Abbildung 5 zeigt die Strom-
wellenform einer Spule.

Abbildung 5: Stromwellenform einer Spule
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Nennstrom (Ipc, Irms)

Der Nennstrom bezieht sich auf den Gleichstrom,
der notwendig ist, um die Temperatur der Spule
um einen bestimmten Wert zu erhéhen. Beim
Temperaturanstieg (AT) handelt es sich nicht um
einen Standardwert, wenngleich dieser in der Re-
gel zwischen 20K und 40K liegt.

Der Nennstrom wird bei Umgebungstemperatur
gemessen. Dieser Strom ist im Datenblatt der
Spule angegeben und stellt auch den erwarteten
Wert in einer Endanwendung dar. Fir Anwen-
dungen mit héheren Umgebungstemperaturen
sollten Entwickler eine Spule mit hoherer zulas-
siger Eigenerwarmungstemperatur wahlen. Ab-
bildung 6 zeigt den Temperaturanstieg im Ver-
haltnis zum Nennstrom. Mit dieser Kurve lasst
sich der Temperaturanstieg fur jeden Strom er-
mitteln. Die Betriebstemperatur (Top) einer An-
wendung wird durch die Umgebungstemperatur
(Tame) und den Eigenerwarmungswert der Spule
(AT) bestimmt. Top lasst sich mithilfe der Formel
(2) ermitteln:

(2) Top = TAMB +AT

Der angegebene Nennstrom bietet eine gute Me-
thode zur Schatzung des Temperaturanstiegs der
Spule. Schaltungsdesign, Leiterplattenaufbau,
unmittelbare Nahe zu anderen Bauteilen sowie
Leiterbahnabmessungen und -starke wirken sich
ebenfalls auf den Temperaturanstieg aus. Zusatz-
liche Warme koénnte auch durch Ubermalige
Wechselstromverluste entstehen, die im Korper-
kern und in den Wicklungen der Spule verursacht
werden.

Wenn eine geringere Eigenerwarmung erforder-
lich ist, wird die Auswahl einer Spule mit einem
groReren Gehause empfohlen.

1.10

1.00 1 ‘§

0.90

AL=20%
0.80

AL=30%
0.70

0.50

Inductance [pH]
o
3

0.40

0.30

0 2 4 6

8 10 12 14 16

Saturation Current [A]

Abbildung 7: Sdttigungskurve

Sattigungsstrom (Isar)

Der Sattigungsstrom bezeichnet den Gleich-
strom, den die Speicherinduktivitat untersttitzen
kann, bevor die nominale Induktivitat um einen
bestimmten Prozentsatz fallt. Der prozentuale
Referenzabfall ist bei jeder Speicherinduktivitat
anders. In der Regel setzen Hersteller diesen
Wert zwischen 20% und 35%, wodurch ein Ver-
gleich schwieriger wird. Datenblatter zeigen eine
Kurve, auf der sich die Induktivitat im Verhaltnis
zum Gleichstrom andert. Anhand dieser Kurve
lasst sich der gesamte Induktivitatsbereich und
dessen Ubereinstimmung mit dem Gleichstrom
beurteilen.

Der DC-Sattigungsstrom hangt von der Tempe-
ratur und dem magnetischen Material der Spei-
cherinduktivitat sowie deren Kernaufbau ab. Ein
unterschiedlicher Aufbau oder Magnetkern kann

sich auf den Isat auswirken.

Am weitesten verbreitet sind Ferritkerne, die sich
durch eine harte Sattigungskurve auszeichnen
(siehe Abbildung 7). Es ist sicherzustellen, dass

100 /
/
g 80
g AT=60K
60
o /i
2 AT=40K AT
= 40 ] T
8. /l ]
5 AT=20K / ! '
= 20 - : :
]
/ ] : ]
n __./ ] 1 !
0 5 10 15 20 25 30 35

Rated Current [A]

Abbildung 6: Nennstromkurve
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die Speicherinduktivitat nicht Gber ihren Abfall-
punkt hinaus betrieben wird, da die Induktivitat
jenseits dieses Punkts stark sinkt und die Funk-

tionalitat eingeschrankt wird.

Geformte Speicherinduktivitdten weisen einen
stabilen Induktivitatsabfall Uber einen groRen
Temperaturbereich sowie eine sanfte Sattigung
auf. Aufgrund des schrittweisen Induktivitatsab-
falls erlaubt diese sanfte Sattigung den Entwick-
lern eine gréRere Flexibilitdt und einen breiteren
Betriebsbereich. Abbildung 7 zeigt zwei Satti-
gungskurven. Die blaue Kurve entspricht der
sanften Sattigung von typisch geformten Spei-
cherinduktivitaten. Die rote Kurve zeigt die harte
Sattigung eines typischen NiZn/MnZn-Kerns. Mit-
hilfe einer kleineren Induktivitat (bzw. eines gro-
Reren Gehauses) konnen Speicherinduktivitaten

héhere Sattigungsstrome bewaltigen.




Abbildung 8: Ersatzschaltbild einer Spule

Eigenresonanzfrequenz
und Impedanz
Die Eigenresonanzfrequenz (fr) stellt die niedrig-
ste Frequenz dar, bei der eine Speicherinduktivi-
tat mit der Eigenkapazitat schwingt. Bei der Re-
sonanzfrequenz erreicht die Impedanz ihren ma-
ximalen Spitzenwert, und die effektive Induktivi-
tat liegt bei Null. Abbildung 8 zeigt das Ersatz-
schaltbild einer Spule. Eine Spule besitzt (als
blaue Kurve in Abbildung 9 dargestellt) bis zur
Resonanzfrequenz (fr) induktive Eigenschaften,
da eine steigende Frequenz mit einer hoheren
Impedanz einhergeht. Bei der Resonanzfrequenz
entspricht die negative kapazitive Reaktanz (Xc)
der positiven induktiven Reaktanz (XL). Ermittelt
mithilfe der Gleichung (3):
@) X =X — ju)L=.L

jwC
Jenseits der Resonanzfrequenz (als rote Kurve in
Abbildung 9 dargestellt) weist die Spule kapaziti-
ve Eigenschaften auf, die einer sinkenden Impe-
danz entsprechen. Nach diesem Punkt funktio-

niert das Bauteil nicht mehr wie erwartet. Abbil-
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Abbildung 9: Induktivitit vs. Frequenz

dung 9 zeigt das Verhaltnis zwischen Induktivitat
und Frequenz.

Auswahl einer kostengunstigen

und kompakten Spule

Das Verstandnis der grundlegenden Bedeutung
der verschiedenen Parameter im Datenblatt er-
leichtert Entwicklern, die passende Spule zu fin-
den. Wenn ein Entwickler mit den Details hinter
jedem Parameter vertraut ist, kann er die opti-
male Spule fur eine DC/DC-Wandlerlésung wah-
len und dabei auch abschatzen, wie das System
unter verschiedenen Bedingungen funktionie-

ren wird.

Monolithic Power Systems bietet eine breite Pa-
lette an Leistungsinduktivitaten fir unterschied-
liche Schaltregler an. Die halbgeschirmten Spei-
cherinduktivitaten der MPL-SE-Serie sind zur
Verbesserung der magnetischen Eigenschaften
mit einem magnetischen Epoxidharz Uberzo-
gen. Die geformte (molded) Serie bietet eine
sanfte Sattigung und ein stabiles Verhalten bei
hohen Betriebstemperaturen. Diese geformten
Speicherinduktivitaten weisen geringe DC- und
AC-Widerstande auf und sind hochstromfahig.
Darlber hinaus reduziert ihre Bauweise das
durch Wechselstrom und Pulswellenfrequen-

zen erzeugte horbare Rauschen.

Die geformten Speicherinduktivitaten unter-
scheiden sie sich anhand folgender Kriterien:
+ Auswahl der kompakten Bauform MPL-AT Serie

(molded), wenn die Bauhohe fir das Design

entscheidend ist.

« Auswahl der MPL-AY Serie (molded), wenn eine
Anwendung hochstromfahig sein soll.

+ Die MPL-AL Serie (molded) eignet sich beson-
ders gut durch seine Flachdraht-Konstruktion

far hocheffiziente Anwendungen.

Die Speicherinduktivitdten und DC/DC-Leistungs-
wandler von Monolithic Power Systems stellen
eine einfache und komplette Losung fur jedes
Design dar.

Zusammenfassung

Der Markt bietet ein breites Spektrum an Spei-
cherinduktivitaten fir verschiedene Anwendun-
gen und die Wahl des optimalen Bauteils kann
zur Herausforderung werden. So verringern bei-
spielsweise groRere Spulen die Gleichstromver-
luste und verbessern den Wirkungsgrad, aber sie
sind auch von der Bauform groRer und spei-
chern mehr Warme. Da es keine Universal-Spule
gibt, ist es sehr wichtig die Parameter der ver-
schiedenen Typen sowie die Beziehungen zwi-
schen den verschiedenen Parametern zu verste-
hen. So kénnen Entwickler abschatzen, wie Spei-
cherinduktivitaten in einer konkreten DC/DC-An-
wendung funktionieren und den fir sie richtigen
Typen unter den halbgeschirmten und geform-
ten (molded) Induktivitaten von MPS wahlen.

[ P01
¥ Sebastian Gebhart, +43 1 86305 205
sebastian.gebhart@codico.com

Autor: Sven Spohr, Power Magnetics Engineer,
Monolithic Power Systems
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Magnetische Losungen

zur Rauschfilterung

Elektrisches Rauschen oder EMI ist eine haufige Herausforderung fur
Entwickler, die elektronische Hochfrequenzprodukte und Stromversor-
gungsschaltungen entwickeln. EMI Probleme gibt es zwar schon lange,
aber mit der exponentiell wachsenden Zahl elektrischer und elektroni-
scher Gerate und der zunehmenden Wichtigkeit der drahtlosen
Kommunikation haben sie sich weiter verscharft.

u den zwei Hauptformen des elektrischen
Z Rauschens gehdren die gefiihrte EMI (elek-
trische Stérungen, die durch unbeabsichtigten
physischen Kontakt von Leitern entstehen) und
die abgestrahlte EMI, die durch induktive Kopp-
lung zwischen nahe beieinanderliegenden Schal-
tungselementen verursacht wird. Unabhangig
von der Form beeintrachtigt EMI den Betrieb von
Geraten und Anlagen, was haufig zu Fehlfunktio-
nen, latenten oder katastrophalen Ausfallen und
kostspieligen Ausfallzeiten in industriellen und
gewerblichen Einrichtungen flhrt.
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Abschwachung des elektrischen
Rauschens in modernen
Anwendungen

Im Gegensatz zu Differential Mode/Gegentakt-
Stérungen beziehen sich Common Mode/Gleich-
takt-Storungen auf elektrisches Rauschen, das in
einem Leitungspaar in dieselbe Richtung flief3t.
Zu den haufigen Quellen gehéren Potenzialun-
terschiede zwischen Erdungen, HF-Streusignale,
Wechselrichter und Gleichstromschaltungen von
Motoren. Gefuhrte Stérungen in Stromleitungen
kénnen auch den Radio- und Fernsehempfang

storen.

F-T-N

Magnetische Komponenten wie Induktivitaten
und Drosseln kénnen die EMI-Filterung in elek-
trischen Schaltungen Gbernehmen. Gleichtakt-
drosseln sind magnetische Elemente, die hoch-
frequentes Rauschen blockieren, das bei zwei
oder mehr Daten- oder Stromleitungen auftritt,
wahrend sie bestimmte niederfrequente Nutz-
signale oder -strome durchlassen. Einige wesent-
liche Uberlegungen bei der Auswahl von Gleich-
takt-Drosseln sind eine hohe Leistungsdichte, ho-
he Nennstrome sowie ein breites Spektrum an
Impedanz- und Induktivitatswerten.

Diese Faktoren hangen alle von der erforderli-
chen Rauschdampfung, dem Frequenzbereich
und den Strombelastungsspezifikationen ab. Auf-
grund der schnellen Miniaturisierung und des
Platzmangels in modernen Anwendungen wie
loT-Geraten, Wearables und tragbarer Unterhal-

tungselektronik mussen elektronische Kompo-

©AdobeStock/Martin Piechotta




nenten klein genug sein, um auf Leiterplatten
mit hoher Bauteildichte Platz zu finden. Daher
sind Gleichtakt-Drosseln mit kleinen Grundfla-
chen ideal.

EATONSs Losungen zur
Gleichtakt-Filterung

ECM-Drosseln (EATON Common Mode) eignen
sich fur eine leistungsstarke EMI-Filterung in ver-
schiedenen Industrie-, Energie-, Medizin- und
Consumeranwendungen. Beispiele hierfur sind
industrielle loT-Gerate, Bewegungssteuerungen,
intelligente Zahler, Solar-/Windgeneratoren,
Ladegeratesteuerungen, Diagnosegerate, Fern-
Uberwachung, Hightech-Consumer Produkte und
batteriebetriebene Gerate.

EATON ECM ist eine neue Reihe von Gleichtakt-
drosseln, die aus zwei Familien besteht: ECMT
und ECMS. ECMS wird in drei Versionen angebo-
ten: ECMS1V0704, ECMS1V0905 und ECMS
1V1306, wahrend die ECMT-Produkte in drei Aus-
fuhrungen erhaltlich sind: ECMT1V17, ECMT1V20
und ECMT1V24. ECMT1V17 und ECMT1V20 sind
sowohl in horizontalem als auch in vertikalem
Aufbau erhaltlich. ECMs werden in verschiede-
nen Groéf3en fir THT- und SMD Montage von 7
bis 24mm angeboten. Die ECMs von EATON bie-
ten ein breites Spektrum an Induktivitats-, Impe-

danz- und Stromwerten, bei gleichzeitiger lei-

ECMT1V1717S

1mH - 85mH 1A-0.3A
ECMT1V1717H"
ECMT1V2023S

2mH - 60mH 1.5A- 0.4A
ECMT1V2023H!
(e VANAPZ Yl SmH - 30mH 1.4A - 0.6A

Thorizontal type; 2VAC Coil to Coil, 2s, 5mA

ECMS1V0704 70Q - 3kQ 15A-0.9A
ECMS1V0905 300Q - 2.7kQ 6A - 2A
ECMS1V1306 230Q - 1kQ 10A - 6A

3typical; “max

stungsstarker Rauschfilterung in den heutigen

Hochfrequenz- und Stromleitungsschaltungen.
Sowohl ECMS als auch ECMT weisen eine opti-
male Kombination von Filtermoglichkeiten, von
der Hochspannungsisolierung bis zur EMI-Immu-
nitat, die fur eine Vielzahl kommerzieller Anwen-
dungen ideal ist, auf. EATON ECMs kdnnen bei
Betriebstemperaturen von -40 bis +125°C zuver-
lassig eingesetzt werden.

Vorteile

Die verschiedenen Ausfiihrungen bieten groRBere
Flexibilitat bei der Auswahl fir Anwendungen,
bei denen kleine und groRe Produkte verwendet
werden, wodurch die Leiterplattengrof3e redu-
ziert oder mehr Leistung bei gleicher GroRe hin-

zugefligt werden kann.
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INDUCTANCE RANGE | RATED CURRENT | RATED VOLTAGE | HI-POT? PIN OUT

250VAC 1500 7x8mm
250VAC 1500 10x13mm
250VAC 1500 10x13mm

IMPEDANCE RANGE? | RATED CURRENT | RATED VOLTAGE | PACKAGE SIZE* HEIGHT*

80VDC 8x6.5mm 3.8mm
80VDC 10x7.5mm 4.8mm
80VDC 13x11.3mm 6.4mm

* Hohe Strombelastbarkeit bis zu 15A

+ Unterdriickung von Gleichtaktstérungen
bis zu 100MHz

* EMI-Immunitat in verschiedenen Anwendungen

+ Ideal zur Rauschunterdriickung tber
einen breiten Frequenzbereich

+ Geeignet flr den Einsatz in
Hochspannungssignalleitungen

+ Verbessert die Anwendungszuverlassigkeit
unter einer Vielzahl von Umgebungs-
bedingungen

+ Geeignet fur eine Vielzahl von Anwendungen

[ P02
N Sebastian Gebhart, +43 1 86305 205
sebastian.gebhart@codico.com

Autor: Acos Labadly, SR FAE, EATON Electronics Division
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fur die Automobilindustrie

Die Verwendung von elektrischen Doppelschichtkondensatoren
(EDLCs, Supercaps) anstelle von oder in Kombination mit Batterien

ist eine vorteilhafte Losung zur Optimierung von Kosten, Lebensdauer
und Laufzeit. Sie sind wartungsfrei und kdnnen bis zu 20 Jahren im

Einsatz sein.

021 stellte EATON seine ersten AEC-Q200-
Zzertiﬁzierten Doppelschichtkondensatoren
vor. Bei der TVA-Serie handelt es sich um eine zy-
lindrische Zelle mit 3V und einem Kapazitatsbe-
reich von 25F bis 100F, die fir Automobilanwen-
dungen geeignet ist und hohe Zuverlassigkeit, ge-
ringen Widerstand und lange Lebensdauer bie-
tet. Sie ist sto3- und vibrationsgepruft nach MIL-
STD-202G und UL-anerkannt. TVAs kénnen die
einzige Quelle fir die Energiespeicherung sein
oder in Kombination mit Batterien verwendet
werden, um die Systemanforderungen zu erful-
len. Sie ist eine Weiterentwicklung der auR3erst
zuverlassigen TV-Serie, die seit 2016 produziert
wird. TVAs fur den Automobilbereich sind ideal
fur die Stromversorgung mit hoher Leistungs-
dichte in modernen Fahrzeugen (zB Bordnetz-
stabilisierung, elektrische Turschlosser, Not-

stromversorgung fur E-Call und Videorekorder).
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Die Betriebstemperatur betragt -40 bis +65°C
und kann auf +85°C erweitert werden.

Eigenschaften & Vorteile

+ 3V Betriebsspannung fur hohe Leistung
und hohe Energie

+ Gespeicherte Energie 31,3 bis 125mWh

+ Extrem niedriger ESR von 11 bis 18mQ
fur hohe Leistungsdichte

+ Grol3e Kapazitat von 25 bis 100F
fir hohe Energiedichte

+ AEC-Q200-qualifiziert (erfullt EATONs
internen AEC-Q200-Testplan)

VOLTAGE/CAPACITANCE MAX. DIMENSIONS

3V /25F 16.5x28.4mm
3V /35F 16.5x38mm
3V /60F 18.5x42mm

3V /100F 18.5%60.5mm

F.T-N

ANWENDUNGEN

E-Verriegelung: Zum Entriegeln der
Turen und des Kofferraums, falls die
Batterie abgeklemmt wird

E-Call Backup und Videoaufzeichnung
bei einem Unfall
Bordnetz-Stabilisierung:

Zur Aufrechterhaltung der Spannung
bei hohen Strombelastungen

Zur Sicherung von Geraten wie LKW-
Trackern, Fahrtenschreibern bei
ausgeschalteter Zndung usw.

Fur weitere Details, Muster oder ein Angebot kon-

taktieren Sie bitte

@
\ Roland Trimmel, +43 1 86305 144

roland.trimmel@codico.com

©AdobeStock/Photocreo Bednarek



Die GesamtgroRe eines Designs zu verringern, indem die.Umwandlungs-
effizienz erh6ht wird, ist ein haufiges Ziel von Entwicklern von Leistungs-
elektronik. Eine Méglichkeit, dies zu erreichen, ist die Verwendung von
Wide Bandgap (WBG)-Halbleiterbauelementen.

BG-Halbleiter kbnnen mit héheren Schalt-
Wfrequenzen und bei héheren Temperatu-
ren arbeiten als herkdmmliche Halbleiter. Ihre
Verwendung erméglicht eine Reduzierung der
GrofRe der passiven Komponenten, was zu einem
insgesamt kompakteren Design fihrt, und die
Leistungsdichte pro Volumen der Wandler er-
hoéht, was die Miniaturisierung zwingend erfor-

derlich macht.

WBG-Bauelemente arbeiten auBerdem mit ex-
trem hohen Spannungsanstiegsgeschwindigkei-
ten und erzeugen mehr Hochfrequenzemissio-
nen. Die Erfullung der EMV-Anforderungen (Elek-
tromagnetische Vertraglichkeit) der Aufsichtsbe-
horden wird fur Designs mit WBG-Halbleitern im-
mer komplexer, und Kondensatoren zur Entst6-
rung elektromagnetischer Stérungen (EMI) spie-
len eine entscheidende Rolle. Sie mlssen minia-
turisiert ausgefuhrt sein, um die Vorteile kleine-
rer Gesamtkonstruktionen zu nutzen, missen
aber gleichzeitig hohe Zuverlassigkeitsanforde-
rungen unter kritischen elektrischen und Um-
weltbedingungen erfillen.

Die X2-Polypropylen-Folienkondensatoren der
Serie R53 von KEMET sind einzigartig positioniert,
um diese anspruchsvollen Anforderungen zu er-
fullen. Es handelt sich um die erste X2-Technolo-
gie auf dem Markt, die THB-Klasse I1IB, miniatu-
risierte Abmessungen und den hdchsten Kapa-

zitatswert kombiniert.

Die R53-Serie von KEMET bietet Kapazitatswerte
von 0,1 bis 22pF, ein Rastermal3 von 15 bis 37,5mm,
AEC-Q200-Qualifikation und eine lange Lebens-
dauer unter rauen Umgebungsbedingungen. lhr
Volumen ist im Durchschnitt 60% kleiner als das
von Wettbewerbskondensatoren der X2-Klasse,
was eine kleinere Leiterplattenflache, geringe-
res Gewicht, niedrigere Kosten und verbesserte
Zuverlassigkeit ermoglicht. Der R53 eignet sich
gut fur AC/DC-Wandler in Onboard-Ladegeraten
flr xEVs, Smart-Grid-Hardware, EMI-Filterung in
Frequenzumrichter, LED-Treibern und Anwen-
dungen mit hoher Energiedichte wie kapazitive

Stromversorgungen.

Die Serie R53 Ubertrifft bisherige Losungen und
erfullt den Feuchtigkeitstest nach IEC-60384-14
mit einer Klassifizierung der Klasse IlIB. R53 er-
reicht 1.000 Stunden wahrend eines beschleu-
nigten Lebensdauertests bei 85°C und 85% rela-

Cap. drop (%)

0% Ohrs == 500hrs
) 1000hrs
2%
-4%
-6%
-8%
-10%
-12%
M Limit  @F862-v054 [MR52 R53

Capacitance Change, 100nF pitch 15mm; test conditions
85°C/85% RH/240VAC
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RSTMALS AM MA

Miniaturisierte THB IlIB
X2 Folienkondensatoren

tiver Luftfeuchtigkeit bei seinen Nennspannun-
gen AC (310V) und DC (560V).

Spezifikationen
* Nennspannung: 310VAC 50/60 Hz
» Empfohlene DC Spannung: <630VDC
+ Kapazitatsbereich: 100nF bis 22uF
« Rastermal’: 15 bis 37,5mm
» Zulassungen: ENEC, UL, cUL, CQC
« X2 Klasse (IEC 60384-14)
» THB Klasse I11B: 85°C, 85% R.H.,
1.000h bei 310 VAC gemal3 IEC 60384-14
» THB Klasse 111B: 85°C, 85% R.H., 1.000h
bei 560 VDC gemal? IEC 60384-14
+ Betriebs-Temperaturbereich: -40 bis +110°C
+ Niedriger Halogengehalt gemaR JS709C
+ 100% Screening-Werkstest bei 1.900 VDC
+ Selbstheilungseigenschaften
+ Automotive (AEC-Q200) Klassifizierung

Flr weitere Informationen, ein Angebot oder
Muster kontaktieren Sie bitte

™ Roland Trimmel, +43 1 86305 144

roland.trimmel@codico.com

m TEST CONDITION A TEST CONDITION B
|

40°C/93% RH 85°C/85% RH
21 days 168 hours

40°C/93% RH
56 days

85°C/85% RH
500 hours

60°C/93% RH
56 days

85°C/85% RH

I 1,000 hours
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Kondensator Leiterplatte Halbleiter

Diagramm 1: Fehlerhdufigkeit von Leistungselektronik

Lotstelle  Steckverbinder  Andere

In der Impulse Ausgabe 1/2021 wurde ein Uberblick zum Gesamtthema
EVSE gegeben. Es wurde hier dezidiert auf den DC Link als Schlusselele-

ment innerhalb der Applikation hingewiesen. Im nachstehenden Artikel

widmen wir uns dem Thema DC Link Kondensatoren mit dem Fokus auf
Zuverlassigkeit bzw. Lebensdauererweiterung in EVSE Equipment

und Leistungselektronik.

rund fir die ndhere Betrachtung liegt darin,
G dass es sich beim DC Link Kondensator um
ein Bauteil handelt, welches durch seine starke
thermische und elektrische Belastung zur hoch-
sten Fehlerquelle im Gesamtsystem wird. Die
genaue Fehleranzahl liegt hier bei 30%, wie man
in Diagramm 1 sehen kann.

Current
Measure-

ment I

Circuit

Protection EMI Filter

L
T

Wofur braucht man
einen DC Link Kondensator?

Der DC Link- bzw. der Zwischenkreiskondensator

entkoppelt die Primarseite von der Sekundarsei-

te. In Abbildung 1 sieht man die Grobstruktur im
EVSE Bereich. Im flinften Block von links sieht
man den DC Link Kondensatorblock, im siebenten

Galvanic

AcC/DC Isolation

DC Link

= - 3

DC Link: KEMET C4AQ series, PANASONIC EZPV series,
RUBYCON VXK series (Snap-in) and BHW series (Radial)

Abbildung 1: Grobstruktur EVSE
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Block befindet sich die galvanische Isolation, wel-
che die Primarseite von der Sekundarseite trennt.
Die Primarseite und die Sekundarseite sind links
und rechts von der galvanischen Isolation zu se-
hen. Da sowohl die Primar- als auch die Sekun-
darstrome wahrend der Laufzeit unterschiedlich
sind, muss die Differenz zwischen den Stromen
durch den DC Link Kondensator ausgeglichen
werden. Strombelastungen entstehen im We-
sentlichen durch transiente Vorgange wie zum Bei-

spiel der Drehzahlanderung einer Maschine.

Lebensdauerbetrachtung
Die Lebensdauerbetrachtung von Kondensato-
ren kann wie folgt definiert werden:
+ Kapazitatsniveau noch im Bereich
von -10 bis -20%
* ESR max. 200%

Es geht hier nicht um einen Totalausfall des Pro-
duktes, sondern darum, wie lange sich das Pro-
duktinnerhalb der Toleranz befindet. Hier muss
man Hersteller kritisch betrachten, da eine breite
Streuung moglich ist. Bei RUBYCON ist der Kon-
densator so spezifiziert, dass es sich um eine 0%
Toleranz bei der Lebensdauerbetrachtung handelt.

Current

Measure- DC Filter
ment YN
1
T

AC/DC

Secondary
Side
I

©AdobeStock/Gorodenkoff
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Abbildung 2: Prozessschritte Lebensdauerberechnung

Sieht man sich das Thema Temperatureinfluss
kurz an, kann man folgende Formel heranziehen:
Halbierung der Lebenszeit des Kondensators,
wenn die Temperatur um 10K steigt. Mit dieser
einfachen Betrachtung ist es aber noch nicht ge-
tan. Wie wir bereits in der Einleitung gelesen ha-
ben, ist der Kondensator eines der Bauteile, wel-
ches die hochste Ausfallrate hat. Wir werden
nun Schritt fur Schritt an die Lebensdauerberech-
nung des Kondensators herangehen und am En-
de samtliche Parameter zur Verfugung stellen,
die wir benétigen, um das optimale Bauteil zu
empfehlen. Der Entwickler méchte zwei Parame-
ter beeinflussen: die elektrothermische Lebens-
dauermodelierung zur Dimensionierung seines
Kondensators und die multiobjektive Optimie-
rung von Kondensator in Bezug auf Kosten, Gro-
Re, Effizienz und Zuverlassigkeit.

Die Lebensdauerberechnung lasst sich wieder-
um in zwei Lebensdauervorhersage-Maoglichkei-
ten einteilen:
+ Konstante Belastung
+ Langzeitvorhersage anhand

eines Mission Profiles

In der standigen Betriebsbedingung wird ein ein-
faches Modell herangezogen, und es wird aus-
schlielRlich der Einfluss von Temperatur und
Spannung mit einbezogen. Die Formel lautet wie
folgt:

ST CY T

In der Langzeitvorhersage anhand eines Mission
Profiles kdnnen deutlich mehr Parameter be-
trachtet werden, um den Kondensator preis- und
performanceoptimiert auszulegen. Hier werden

Parameter miteinbezogen, bei denen wechseln-

de Umweltbedingungen simuliert werden kon-
nen, wie zB Umgebungstemperatur, Luftfeuch-
tigkeit (ist fur den Filmkondensator relevant, je-
doch nicht fir den AL-E Typen) und Vibrationen.
Es werden auch Nutzerverhalten abgebildet, wie
zB Lastveranderungen und Netzschwankungen.
Lastanderung ist hier beispielsweise die spon-
tane Anderung der Drehzahl eines Elektromo-
tors. Und als letzter Punkt werden Parameterver-
anderungen des Kondensators betrachtet. Hier
kann man zum Beispiel die Beeinflussung des
ESR Wertes Uiber die Lebenszeit nennen. Dies ist
insofern von Bedeutung, als mit steigendem ESR-
Wert die Temperatur des Kondensators rasch zu-
nimmt, was zu einer Verschlechterung der ge-
schatzten Lebensdauer fuhrt. Die Prozessschritte

sind in der Abbildung 2 zu sehen.

Welche Parameter bendtigen wir fur

ein vollstandiges Mission Profile?

* Anliegende Spannung

» Feuchtigkeitsprofil Gber Zeit bei einem Filmkon-
densator

+ Strom Uber Zeit mit einer sehr genauen Auflo-
sung. Wir geben Ihnen gerne Auskunft dartber,
wie genau die Auflésung sein muss. Letzteres
hangt von der Anwendung ab, da ein Motor
fur einen Sportwagen andere Anforderungen
stellt als eine Schleusenmotorsteuerung eines
Kraftwerkes.

Temperatur im Kondensator oder am Konden-
sator: Hier besteht die Moglichkeit, einen Kon-
densator anzufertigen, welcher einen Tempe-
ratursensor innerhalb des Kondensators hat,
um in der Prototypenphase ein genaues Ergeb-
nis zu erhalten.

In weiterer Folge werden die gesammelten Tem-

peraturprofile auf die Nenntemperatur normiert,

PASSIVE BAUELEMENTE | IMPULSE

um eine Vergleichbarkeit zu erzielen und eine

Gesamtkalkulation zu erméglichen.

Als kleine Inspiration mochte ich noch einen
Versuch von Forschern der Aalborg University in
Danemark anflihren. Hier haben zwei Forscher,
Haoran Wang und Huai Wang, eine DC Link Bank
aus 3x3 AL-E Kondensatoren untersucht und fest-
gestellt, dass die Lastverteilung in der DC Link
Kondensatorflache ungleich verteilt ist. Zu sehen
ist, dass die Anordnung der Kondensatoren ei-
nen Einfluss auf die Belastung der einzelnen Kon-
densatoren hat, und diese wiederum unter-
schiedlich schnell »altern« bzw. sich ihre Lebens-
dauer reduziert. In Abbildung 3 sieht man die
3x3 Kondensatorenbank mit den gleichen Kon-
densatoren 470uF/450V. In Abbildung 4 sieht
man Kondensatoren, welche durch optimierte
Kapazitatswerte eine geringere Warmeentwick-
lung haben. Es handelt es sich um eine optimier-
te Lastverteilung innerhalb der Kondensator-
bank. Hier ist zu beachten, dass es sich um 4
Stuck 750uF/450V AL-E Kondensatoren, 4 Stuck
620uF/450V AL-E Kondensatoren und einen
390uF/450V Kondensator handelt.

Es ist abzuwagen, ob es durch den erhdhten Lo-
gistikaufwand zu rechtfertigen ist, unterschied-
liche Kondensatoren zu verbauen. Vom thermi-
schen Aspekt ist es auf jeden Fall eine Verbesse-
rung ohne ein Redesign zu tatigen. FUr weitere
Fragen stehen wir gerne zur Verfligung.
@
"% Rainer Scalick, +43 1 86305 366
rainer.scalick@codico.com

Abbildung 4: Lastoptimierte Anordnung der Kondensatoren
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Warum und wo werden sie eingesetzt? Pangsoni
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Warum sollten Sie fur Ihre industrielle Anwendung Polymerkondensatoren H ybridkondensatoren sind aufgrund ihrer

anstelle von Hybridkondensatoren in Betracht ziehen? groBartigen Eigenschaften ein Push-Pro-
dukt, besonders getrieben durch die Automobil-

industrie. Dies bringt allerdings ein Problem mit
sich, mit dem wir derzeit zu kampfen haben - der

Oil/water Verflgbarkeit. Da einige Hersteller nichtin der
Pump
Industrial Smart
Lighting Metering

Lage sind, Produktionskapazitaten so schnell zu
erweitern, wie die Nachfrage und die Auftrage

steigen, empfehlen wir, Polymer-Aluminium-Fest-

Reduction of ripple voltage (noise)
Solar Base Noise reduction with same rated products

Inverter Station

OS-CON
Target

Application

Industrial Security
Automation Camera

Voltage variation during load fluctation
Reduced voltage drop during load fluctuation

Home
Appliances

36 | 2022:1



stoffkondensatoren, wie OS-CON von PANASO-
NIC Industry, fur Ihre Anwendung als Elko und
Hybridkondensator-Ersatz in Betracht zu ziehen.
Im Vergleich zu Al-Elektrolytkondensatoren lie-
gen die Vorteile in der Platzersparnis und einer

moglichen Reduzierung der Bauteilezahl.

Die OS-CON-Familie von PANASONIC bietet ei-
nen sehr niedrigen ESR-Wert von bis zu 5mQ,
eine hohe Rippelstrombelastbarkeit von bis zu
7,5Ar.m.s. und eine sehr lange garantierte Lebens-
dauer von bis zu 20.000 Stunden bei 105°C in
kompakten Abmessungen. Die allgemeine Faust-
regel lautet »10-fache Erh6hung der Lebensdau-
er pro 20°C Temperaturreduktion«. Ein fur 1.000
Stunden bei 125°C spezifiziertes Produkt hat also
beispielsweise 100.000 Stunden bei 85°C. Ein wei-
terer Vorteil ist, dass der ESR Uber den gesamten
Temperaturbereich stabil ist. Besonders bei nied-

rigen Temperaturen unter null Grad bringt die

OS-CON-Technologie aufgrund des immer noch
sehr niedrigen ESR Vorteile in Bezug auf Minia-
turisierung und Funktion. Der Spannungsbereich
reicht von 2 bis 100V mit Kapazitaten von bis zu
2.700pF. Es sind sowohl THT- als auch SMD-Ver-
sionen verfugbar und der Nenntemperaturbe-
reich reicht bis 125°C.

Geeignete Funktionen fiir OS-CON sind die Glat-
tung in Stromversorgungsschaltungen, Backup-
und Bypass-Kondensatoren oder LC-Filterschal-

tungen.

Produkt Highlights

* 16V/1.000pF/10%x12,6mm/12mQ/5.400mA
r.m.s./-55...+105°C/20.000h/SMD (SVPT Serie)

* 16V/47pF/5%4,4mm/25mQ/3.200mA r.m.s./
-55...+105°C/5.000h/SMD (SVPG Serie)

+ 16V/330pF/6,3x10,4mm/6,5mQ/7.500mA
r.m.s./-55...+105°C/5.000h/SMD (SVPG Serie)

PASSIVE BAUELEMENTE | IMPULSE

Das Wichtigste zum Schluss

+ Sehr niedriger ESR und hohe Rippelstrom-
belastbarkeit bei kompakten Abmessungen
bieten Miniaturisierung und mogliche
Reduzierung der Bauteilezahl

+ Lange garantierte Lebensdauer, insbesonde-
re im industriellen Temperaturbereich

+ Bestens geeignet flr niedrige Temperaturen
unter null Grad, da das feste Polymer den
ESR nahezu stabil halt

Fur weitere Informationen, ein Angebot oder Mu-

ster kontaktieren Sie bitte

[ P06 )
N Rainer Scalick, +43 1 86305 366
rainer.scalick@codico.com

ANWENDUNGEN

* IGBT-Gate-Treiberkondensator in der
Stromversorgung fur Motoren

* Ausgangsfilterkondensator der
Messplatine in intelligenten Zahlern

* Ein-/Ausgangs-Glattungskondensator
in Stromversorgungen allgemein

* Spannungsrauschfilterkondensator

des Motortreibers fur Schwenks bei

Uberwachungskameras (mit OS-CON

bleibt das Bild auch bei Minus-

temperaturen klar)
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KUhftige Losungen fur
Snubber-Kondensatoren

r

k/Lukas Gojda,

Die neue PMLCAP MH-Serie von RUBYCON eignet sich perfekt fur
Snubber-Anwendungen. PMLCAPs befinden sich in vielen Anwendungen
mit hohen Anforderungen an Stabilitat. Sogar in den Seismometern in
dem 2018 von der NASA gestartete Mars-Landefahrzeug »InSight«

waren sie im Einsatz.

ei PMLCAP handelt es sich um eine Techno-
Blogie von RUBYCON, die aus einem mehr-
schichtigen Polymer mit einheitlichem Dielektri-
kum und ohne magnetisches Material besteht.
Dieser ist ein ungepolter Kondensator und kénn-
te in Zukunft ahnliche »Schichtkondensatoren«
wie etwa MLCC und Folienkondensatoren erset-

zen.

Vorteile

+ Kein piezoelektrischer Effekt

+ Keine Kapazitatsanderung durch DC-Bias

+ Keine elektrische Verzerrung und sehr geringe
Coulomb-Kraft

+ Kein Risiko von Kurzschluss, Rauch oder Feuer
aufgrund von Spriingen bzw. durch Biegen der
Leiterplatte

* Breiter Temperaturbereich bis zu +125°C
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+ Kleinere BaugrofRe und Gewicht: 90% kleiner
als Folienkondensatoren und 95% leichter als
MLCCs derselben GroRe

+ Sehr stabile Kapazitat: Kapazitatsanderungs-
rate lediglich £5% bei -55 bis +125°C

Hinsichtlich Gr6Re und elektrischer Spezifikation
liegen die PMLCAPs irgendwo zwischen MLCCs
und Folienkondensatoren. Bei gleicher Kapazitat
sind sie im Vergleich zu metallisierten Folienkon-
densatoren zehnmal kleiner. MLCCs kénnen
zwar etwas kompakter ausfallen als PMLCAPs,
allerdings haben PMLCAPs keine unerwiinschten
Eigenschaften wie MLCC, DC-Bias-Charakteristik
oder piezoelektrischen Effekt. Abgesehen von
der Grof3e besteht bei PMLCAPs aufgrund deren
Selbstheilungseigenschaften keine Kurzschluss-

gefahr. Selbst wenn ein Uberspannungsimpuls

angelegt wird und ein Kurzschluss auftritt, kon-
zentriert sich der Strom auf den kurzgeschlos-
senen Teil. Die dadurch entstehende Hitze
fihrt zum Verdampfen der Metallelektrode und
somit zur Wiederherstellung der Isolation. Eine
Herausforderung fur PMLCAPs ist die hohere
Spannungsfestigkeit. In der Vergangenheit waren
PMLCAPs nur bis zu 100V verfligbar, was fur Au-
dioanwendungen bereits ausreichend war. Die
Technologie eignet sich jedoch auch flr héhere
Spannungen, was dazu fuhrt, dass grofRe Folien-
kondensatoren durch kleinere Losungen ersetzt
werden. Da der Elektronikmarkt immer mehr
Hochspannungs- und Hochstromkondensatoren
bendtigt, hat RUBYCON seine PMLCAP-Entwick-
lung beschleunigt, um den Spannungsbereich zu

erweitern.

MU-Serie

Die bestehende MU-Serie wurde kurzlich um
eine Version mit 200V erweitert. Diese Serie
kommt bereits in vielen Anwendungen zum Ein-
satz. Aufgrund der Abmessungen und der stabi-
len Charakteristik konnte dieses Produkt bereits
bei stabilen Konsumguter- bis hin zu Automobil-
anwendungen bei unseren Kunden MLCC bzw.

Folienkondensatoren verdrangen.

Hauptmerkmale der MU-Serie

Temperaturbereich: -55°C his +125°C
Nennspannung: 16~63V, 100V und 200V
Nennkapazitét: 100pF bis 22F

Abmessungen: 1608 (1,6x0,8mm), 5750 (5,7x5,0mm)
Kapazittstoleranz: K(+10%) und M(+20%)
Feuchtigkeitsbestandigkeit: 40°C, 95% RH, 500 Std.

MH-Serie (NEU)

Die neue MH-Serie ist die erste Serie, die flr ho-
here Spannungen bis zu 500V geeignet ist. Der-
zeit sind 250V/1,0pF und 500V/0,22pF fUr einen
breiteren Einsatz erhaltlich. Die MH-Serie behalt
alle oben genannten PMLCAP-Vorteile bei. Durch

das Ersetzen von Folienkondensatoren spart die

Abbildung 1: Vergleich MH-Serie und Folienkondensator
mit den gleichen Spezifikationen



Temperature Characteristic of Hermetic sealed PMLCAP
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Abbildung 2

MH-Serie mit Sicherheit Platz und verringert
Uberdies das Risiko eines Brandes durch einen
Kurzschluss. X7R MLCCs mogen zwar kleiner sein,
wenn man aber die Kapazitatsabnahme durch
die DC-Spannung und die notwendige Reihen-
oder Parallelschaltung mehrerer MLCCs bertck-
sichtigt, konnte der Platzbedarfim Vergleich zum
PMLCAP groRRer ausfallen.

Hauptmerkmale der MH-Serie

Temperaturbereich: -55°C bis +125°C
Nennspannung/-kapazitét: 250V/1,0uF und 500V/0,22pF
Abmessungen: 8271 (8,2x7,1x1,8mm)
Spannungsfestigkeit: 150% der Nennspannung (1min.)

Isolationswiderstand: 300MQ/pF oder mehr
Feuchtigkeitsbestandigkeit: 40°C, 95% RH, 500 Std.
Muster und MP: Erhéltlich auf Anfrage

Typische Anwendungen

+ Samtliche Snubber-Schaltungen

+ Industrielle (Nieder- und Hochspannungs-)
Wechselrichter

+ Wechselrichter in Elektroautos

Nachstes Ziel:
Leistungs-Folienkondensatoren

Freilich nimmt RUBYCON als ultimatives Ziel viel
hoéhere Spannungen und Kapazitaten ins Visier.
Dieses Ziel besteht darin, die in den Wechselrich-
tern von Elektroautos eingesetzten Leistungs-Fo-
lienkondensatoren zu ersetzen. Derzeit werden
far Hochspannungsanwendungen in der Regel
Folienkondensatoren in SchachtelgroRRe einge-

setzt.

Da PMLCAPs Folienkondensatoren zur Minia-
turisierung verhelfen kdnnen, lassen sich bei
Erreichung solcher Hochspannungen durch
PMLCAPs in Zukunft Gré3e und Gewicht auf ein
Zehntel reduzieren, etwa im Verhaltnis eines Zi-
garettenkartons zu einer Zigarettenschachtel.
Eine solche GréRe bzw. ein solches Gewicht wir-
ken sich sehr positiv auf den Wirkungsgrad aus.

Weitere Neuheit: Keramikgehause
Der wesentliche Schwachpunkt von PMLCAPs ist
die Feuchtigkeit. Derzeit ist die MS-Serie flir 85°C

External Electrode Structurs

Abbildung 3: Aufbau MH-Serie
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und 85% Feuchtigkeitsbestandigkeit ausgelegt.
Sofern sie nicht hermetisch verschlossen sind,
mussen solche Gehause feuchte Umgebungen
bertcksichtigen. Nun hat sich RUBYCON etwas
Neues einfallen lassen: eine hermetische Abdich-
tung von PMLCAPs, dh das Abdichten des gesam-
ten PMLCAP in einem Keramikgehause, wie etwa
bei Quarzoszillatoren. Mit einem solchen Ge-
hause erweisen sich PMLCAPs als extrem stabil.
Die Temperaturcharakteristik der Kapazitat be-
tragt dann weniger als £5% (siehe Abbildung 2).

Bei héheren Temperaturbereichen steigt sogar
der Kapazitatswert an. Naturlich wird dann ein
Derating fur DC-Bias Uberfussig. Die GroRe bleibt
weiterhin ein Problem: derzeit sind 3,2x2,5mm
(3225 size) erhaltlich, da diese Abmessungen die
Ubliche GroRe fur die in Quarzprodukten einge-
setzten Keramikgehause darstellen. Je nach Kun-
denanforderungen zieht man auch gréfRere Ab-

messungen in Betracht.

Hauptmerkmale

Temperaturbereich: -55°C his +175°C
Nennspannung/-kapazitat: 10V/0,47uF und 63V/1000pF
Kapazitétstoleranz: | (+5%)

Abmessungen: 3225 (3,2x2,5x1,8mm)
Feuchtigkeitsbestandigkeit: 40°C, 95% RH, 500 Std.
Kein Derating erforderlich

Muster: Erhéltlich

PMLCAPs sind bereits in einigen Markten weit
verbreitet, insbesondere in Audioanwendungen.
Wie bereits oben beschrieben, steckt dahinter
ein viel groBeres Potential. Wie dieses genutzt
wird, ist von den Kondensator-Anforderungen
abhangig. RUBYCON stellt gerne Muster fur Ihr
neues Projekt bereit. Selbst zum Zwecke der For-
schung fur neue Produkte freut sich RUBYCON
auf Anregungen von Kunden. Die MH-Serie ist
nur der Anfang und hat das Zeug dazu, die Snub-
ber-Kondensatoren von heute zu verdrangen.

Vorteile der MH-Serie

+ Beseitigung der Kurzschluss-Risiken

+ Ein Zehntel der GroRe von Folienkondensatoren
bei gleichen Spezifikationen

+ Niedrige ESL, fur den Einsatz bei hohen
Frequenzen geeignet

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an
P07

W Yasunobu lkuno, +43 1 86305 276
yasunobu.ikuno@codico.com

Quelle: RUBYCON
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DSO531SHH: Exzellente
Phasenrauschen-Reduzierung

Der KDS DSO531SHH ist ein extrem rauscharmer SPXO, der sehr haufig in
Digital-Analog-Wandlern (DAC) fur Audioanwendungen zum Einsatz
kommt. Im nachfolgenden Artikel stellen wir ihn vor und erlautern,
warum Phasenrauschen bei Oszillatoren so wichtig ist.

ei elektronischen Audioanwendungen fallt
B es meist nicht schwer, Qualitatsunterschie-
de wahrzunehmen. Wenn man etwa altere
Lautsprecher oder Kopfhérer austauscht und
genau hinhort, wird man héchstwahrscheinlich
den Unterschied merken. Dies geschieht jedoch
nicht nur, wenn man die gesamte Hardware aus-
tauscht. Selbst einfache passive elektronische
Bauelemente, wie etwa Kondensatoren, Drossel-
spulen, Widerstande, Schalter usw. kdnnen sich
auf den Klang auswirken. Dabei tragt die Qualitat
dieser Bauelemente nicht unbedingt direkt
zur Verbesserung der Klangqualitat bei, aber
Mithilfe hochqualitativer Komponenten kommt
man sicherlich jenem Sound naher, den die Au-

dio-Designer im Sinn hatten.
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Quarz ist eines jener passiven Bauelemente, die
einen grol3en Einfluss auf die Audioqualitat ha-
ben. Er wird bei zahlreichen Mikrokontrollern als
Taktgeber eingesetzt, wobei seine Rolle in Digital-
Analog-Wandlern (DAC) als entscheidend gilt.
Um digitale in analoge Daten (Ton) zu wandeln,
benotigt man ein prazises Taktsignal, das vom
Quarzoszillator zur Verfugung gestellt wird.

Wir bezeichnen sie zwar einfach als »Quarzex,
davon gibt es jedoch zahlreiche Arten und Her-
steller. Zu den bekannteren Produktarten geho-
ren OCXOs (Quarzofen) oder Atomuhren, die bei
High-End-Audiogeraten zum Einsatz kommen.
Diese Produkte verflugen Uber eine sehr genaue

Frequenztoleranz im ppb-Bereich. TCXOs sowie

DAISHINKU CORP.

einfache Quarzoszillatoren (Simple Package Cry-
stal Oscillators kurz SPXOs genannt) mit Toleran-
zen im ppm-Bereich werden ebenfalls verwen-
det, um digitalen Musikdaten in schéne Klange
zu verwandeln. Héhere Frequenztoleranz be-
deutet namlich, dass man die Taktfrequenz sehr
nah dem genau beabsichtigten Wert erreicht. Fre-
quenztoleranz wirkt sich also auf die Tonqualitat
aus: Die Wandlung von 44.100Hz-Digitaltondaten
mit einem 44.000Hz-Taktgeber fuhrt zu einigen

Datenverlusten und Fehlern.

Dabei gibt dies nur Aufschluss tUber die Konver-
tierung von Datendateien, aber Tondaten andern
sich mit der Zeit, so dass jeder Augenblick eines

Tons eine eigene Dateneinheit bildet. Aus diesem

©AdobeStock/AntonioDiaz



Phase Noise Characteristics (Example)

Frequency: 24.576MHz, Supply Voltage: 3.3V
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Grund braucht man eine »kurzfristige« Stabilitat,

um den Wandlungsprozess zu unterstltzen. Fre-
quenz und Toleranz stellen sozusagen etwas wie
die »Langzeitstabilitat« dar. Was macht dann

aber die »kurzfristige« Stabilitat aus?

Die Bedeutung von Phasenrauschen
Als »kurzfristige« Stabilitat bezeichnet man oft
das Phasenrauschen bzw. -Jitter, dh wenn die
Quarzschwingung nicht ganz stabil ist. Selbst in
einer Sekunde unterscheidet sich jeder Wellen-
langenzyklus innerhalb einer Frequenz leicht. Die
Toleranz dieses Zyklus bezeichnet man als Jitter,
die dabei verwendeten Zeiteinheiten sind etwa
Nano-/Pico-/Femtosekunden. Jitter bezeichnet
die Abweichung vom idealen Zyklus. Eine genaue
Zeitmessung von Jitter ist jedoch schwierig, und
so wird Phasenrauschen zuerst gemessen und
dann als Kennzahl referenziert, um diese »kurz-

fristige« Stabilitat zu zeigen.

Was sind also die wesentlichen Elemente fur ein
besseres Phasenrauschen bei Quarzoszillatoren?
Drei Parameter spielen dabei eine Rolle:

+ Ein besserer Q-Faktor beim Quarzrohling

+ Ein hoherer Signalpegel

+ Eine geringere Rauschleistung des

Schwingkreises

Der Q-Faktor (1) spielt dabei die wichtigste Rolle.
Eine Verbesserung des gesamten Phasenrau-
schenverhaltens lasst sich am besten Uber eine
Verringerung des Phasenrauschens in der Nahe
der Tragerfrequenz erzielen. Der Q-Faktor hangt
mit diesem Phasenrauschen in der Nahe der Tra-
gerfrequenz zusammen, so dass ein Quarzroh-
ling mit einem besseren Q-Faktor zur Verringe-
rung des Phasenrauschens fuhrt.

Der Q-Faktor des Quarzrohlings hangt wiederum
von der Qualitat des synthetischen Quarzkristalls
ab. Ferner hangt dieser von den Impfkristallen
ab, die als Ausgangsbasis fur die Herstellung von
synthetischem Quarz dienen. KDS gehort zu je-
ner Handvoll Lieferanten, die Gber eigene Auto-
klaven zur Erzeugung von synthetischen Quar-
zen verflgen. Mit der Zeit hat KDS den Q-Faktor
der Quarze kontinuierlich verbessert und produ-
ziert derzeit die besten Impfkristalle zur Herstel-
lung von Quarzrohlingen mit hohem Q-Faktor.

Ein hoherer Signalpegel (2) tragt auch aufgrund
des geringen Signal/Rausch-Verhaltnisses zur
Verringerung des Phasenrauschens bei. Jedem
Quarzrohling sind jedoch beim Ansteuerungspe-
gel (Drive Level) Grenzen gesetzt: Bei zu hoher

Eingangsleistung wird der Quarz seine Frequenz-

PASSIVE BAUELEMENTE | IMPULSE

toleranz Ubersteigen, was mit dem Risiko eines
anderen Oszillationsmodus behaftet ist. Daher
muss man stets ein Gleichgewicht zwischen ho-
herem Signal und zulassigem Ansteuerungspe-
gel des Quarzes herstellen.

Der Quarz ist jedoch nur ein Bauteil in der ge-
samten Anwendung. Das Phasenrauschen als
Ganzes wird von der Konstruktion der gesamten
elektronischen Schaltung, auch jener des Schwing-
kreises, abhangen. Aus der Sicht des Lieferanten
empfiehlt KDS folgende Schritte zur Verbesse-

rung des Phasenrauschens:

+ Sorgen Sie furr einen hohen Q-Faktor im Schwing-
kreis. Der gesamte Q-Faktor des Schwingkreises
hangt mit dem Q-Faktor des Quarzes und den
ohmschen Verlusten im Schwingkreis zusam-

men.

Hoherer Signalpegel innerhalb der Grenzen
des Drive Levels des Quarzes. Je hoher der Si-
gnalpegel, desto glinstiger die Rausch-Charak-
teristik. Der Quarz sollte jedoch innerhalb des

zulassigen Drive Levels eingesetzt werden.

Eine Frequenzvervielfachung mithilfe einer PLL-
Schaltung fihrt zur Minderung des Phasenrau-
schens.

Minimieren Sie das Rauschen aus anderen Bau-
elementen und wahlen Sie jene Bauelemente,
die eine niedrige Rauschzahl (NF) und Flicker
(1/f)-Eckfrequenz aufweisen, um thermisches,
Schrot- und Funkelrauschen (1/f) aus dem Halb-

leiter zu minimieren.

Falls erforderlich, platzieren Sie einen Umge-
hungskondensator in der Nahe der Stromver-
sorgung und der Masse, um das Rauschen ein-

zuschranken.

Vorstellung: DSO531SHH

KDS entwickelte den DSO531SHH fir den Audio-
markt und legte dabei besonderes Augenmerk
auf ausgezeichnetes Rauschverhalten. Der
Schwingkreis in diesem Oszillator wurde so aus-
gelegt, um geringeres Rauschen zu erzeugen. Dar-
Gber hinaus wurde die im Oszillator verwendete
ICin Hinblick auf die Quarzparameter fuir Schwin-
gungspegel und negativen Widerstand optimiert.

Durch diesen innovativen Ansatz lief? sich das
Phasenrauschen um 10dB auf 20dB reduzieren,
was selbst im Vergleich zu den aktuellen Model-
len mit geringem Phasenrauschen beachtlich ist.
Durch Uberarbeitung des Schaltungsdesigns

konnte der RMS-Jitter auf ein Drittel reduziert

20221 | M
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Synthetisch hergestellter Quarz
in der Nishiwaki-Fabrik von KDS

il

werden. Diese Design-Reviews trugen zur enor-
men Verbesserungen der Soundqualitat bei di-

gitalen Tongeraten bei.

Das groBBe Keramikgehause mit 5,0x3,2mm
(5032) spielt auch eine Rolle. Die durch Tempe-
raturschwankungen und mechanische Schwin-
gungen verursachten Signaleffekte wurden im
Vergleich zu den stark verbreiteten Gehausen
3,2x2,5mm (3225) und 2,0x1,6mm (2016) verbes-
sert. Darliber hinaus erlaubt ein groRerer Hohl-
raum innerhalb des Gehauses eine flexiblere
Quarzkonstruktion, um eine Verschlechterung
des Phasenrauschens bei hohem Drive Level zu
verhindern. Somit bekommt man eine stabile
Charakteristik Uber die gesamte Audio-Bandbrei-

te hinweg.

Der DSO531SHH ist in Frequenzen von 20MHz
bis 50MHz erhaltlich. Wichtige Frequenzen wie
22.5792MHz (fur Audio 44.1kHz) und 24.576MHz
(fr Video 48kHz) sind bereits weit verbreitet.
Hohere Frequenzen wie etwa 45.1584MHz und
49.152MHz sind ebenfalls in Entwicklung. Fre-
quenzen Uber 50Mhz, wie etwa 90.3168MHz und
98.304MHz, sind nicht erhaltlich, werden jedoch
mit dem kleineren, derzeit in Entwicklung befind-
lichen Typ DSO321SHH abgedeckt.

42 | 20221

Erkldrung Frequenz-Wellenldngenzyklus und Jitter

CODICO hat Lésungen parat

CODICO bietet eine breite Palette an Quarzpro-
dukten fur Audioanwendungen. Die Toleranzen
von DSO531SHH und DSO321SHH liegen bei
+25...50ppm und entsprechen somit den Stan-

dard-Quarzoszillatoren.

DSO531SHH Electrical Specification

tp = Frequency wavelength cycle, Atj = Jitter

Fir engere Toleranzen bieten wir alternative Pro-

dukte wie TCXOs und OCXOs.
P08

\ Yasunobu lkuno, +43 1 86305 276

yasunobu.ikuno@codico.com

ITEM UNIT SPECIFICATION

Output Frequency Range MHz
Frequency Stability x 10®
Supply Voltage Vv
Current Consumption mA
Symmetry %
Output Waveform

0 Level Output Voltage /1 Level Output Voltage

Load Condition pF
Phase Noise dBC/Hz

(Output Frequency: 24.576MHz)

Output Control

20 to 50

450/ -40 to +85°C

+30/-20 to +70°C

+1.8t03.3

+2.7 / Vcc=1.8V

+7.7 / Vcc=3.3V

45 to 55

CMOS

0.1 Ve /0.9 Vec

15 max.

-160 typ. / Vcc=3.3V, Offset 1kHz
-172 typ. / Vcc=3.3V, Offset 100kHz
-158 typ. / Vcc=1.8V, Offset 1kHz
-166 typ. / Vcc=1.8V, Offset 100kHz

Enable / Disable Control (3-state)

8
g
2
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2
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Relais-Generation Serie 117L

CODICOs Relais Partner SONG CHUAN stellt die neue Serie 117L vor: ein
leistungsstarkes, platzsparendes einpoliges Relais mit Arbeitskontakt und
einem Kontaktabstand >2mm. Kleine Bauform bedeutet einen Platzbe-
darf von lediglich 34x19mm auf der Leiterplatte, trotzdem ist das 117L

in der Lage 55A bei 105°C und 66A bei 85°C zu fuhren.

ONG CHUAN arbeitet kontinuierlich an neu-
Sen innovativen Relais fir hochwertige An-
wendungen. Schon vor einigen Jahren entschied
SONG CHUAN, den Fokus auf die Entwicklung
von Relais fur Green Energy Applikationen zu
richten. Spezielle konstruktive MaBBnahmen wur-
den getroffen, um eine hohe Sto3- und Vibrati-
onsfestigkeit zu erreichen. Diese Eigenschaft
macht die 117er Serie perfekt fur den Einsatz in
Ladeeinrichtungen. Damit passt das 117L ideal
zu mobilen KFZ Ladeboxen - salopp »Ladekabel«
formuliert - aber auch fir den Einsatz des im
Elektrofahrzeug verbauten On-Board Ladegerat

Outline Dimensions
34.0

(1.339)

(OBC Unit) ist es bestens geeignet. Hier dient es
zur Phasenerkennung sowie der sicheren Tren-
nung. Hohe Einschaltstréme bis zu 230A gemaR
IEC 62752-2016 - ladeleitungsintegrierte Steuer-
und Schutzeinrichtung fur die Ladebetriebsart 2
von Elektro-Stral3enfahrzeugen (IC-CPD) - ma-
chen das 117L nicht nur fur Elektrofahrzeuglade-
einrichtungen interessant, sondern auch fur
eine Vielzahl anderer industrieller Anwendun-

gen.

Das Relais ist UL/CUL und TUV zugelassen, es ist
RoHS konform und durch die hohe Temperatur-

PC Board Layout
18.9 (Bottom view)

j

-

[e9]

2
0.7-2
(0.028)
7.9
(0.311)

* Ladegerate flr Elektrofahrzeuge wie
Wallbox, mobile KFZ Ladeboxen,
On-Board Ladegerat

* Einsatz in Photovoltaik Invertern

* Industrie - & Gebaudemanagement
Anwendungen

bestandigkeit bis max. 105°C Umgebungstempe-
ratur eignet es sich bestens fir den Einsatz un-
ter harten Umweltbedingungen.

SONG CHUAN hat immer ein offenes Ohr fur
Markt- und Kundenanforderungen, daher sind
weitere Varianten wie zum Beispiel Spulensyste-
me mit niedrigerem Energieverbrauch oder Re-
lais mit héherer Schaltkapazitat geplant.

@
™ Wolfgang Weif, +43 1 86305 334
wolfgang.weiss@codico.com

Wiring Diagram
(Bottom view)
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Industrieprofi
ComboLock®

Das ComboLock®Wire-to-Board Connector
Steckverbindersystem von AMPHENOL ist
ideal fur industrielle Anwendungen.

as kompakte Design des AMPHENOL ComboLock® erfullt die
D Nachfrage nach Miniaturisierung. Der Hybridsteckverbinder
vereint Signal- und Leistungskontakte in einem Anschlusssystem.
Das Stecksystem eignet sich flr eignet sich fur anspruchsvolle
Anwendungen, die sichere interne Verbindungen von Kabel zu
Leiterplatte erfordern, typischerweise zwischen internen Leiter-

platten flr Stromversorgung, Steuerung und Kommunikation.

Combolock® erméglicht eine einfachere Montage und ein einfa-
cheres Kabelmanagement. Das Steckverbindersystem bietet eine
hybride Signal- und Stromversorgungskonfiguration im Raster

1,00mm mit einer aktiven Verriegelungsfunktion fir sicheren Halt.

Der Steckverbinder hat eine Nennstrombelastbarkeit von max.
10A/Pin fur Strom und max.1,5A/Pin fur Signale. Kabelquerschnit-
te reichen von AWG 26 bis 18 und fiir Signale von AWG 30 bis 24.
Combolock® ist mit 5 bis 9 Positionen flir Signale und 2 bis 8 Po-
sitionen flr Power in vertikalen und rechtwinkligen Konfiguratio-
nen in SMT erhaltlich.

+ Verriegelungssystem fiir sicheren Halt der Steckverbindung
+ Leistung und Signal in einem Steckverbinder

+ Kompaktes Design fur platzkritische Anwendungen

Der ComboLock® ist ideal flr den industriellen Markt.

\ Julia Reiterer, +43 1 86305 162

julia.reiterer@codico.com
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Amphenol

COMMUNICATIONS SOLUTIONS

Die Hybrid und die
Medium Power Losung

- ComboStak
& PovverStak

AMPHENOLs ComboStak® und
PowerStak® Verbinder sind kom-
pakte, hybride (Signal & Leistung)
und Power-Board-to-Board-Steck-
verbinder. Beide Serien bieten eine
hohe Signal- und Stromdichte mit
einer breiten Palette an verschiede-
nen Stapelhdhen.

omboStak® kombiniert die vorhandenen
CBergStak®—SignaIkontakte im 0,8mm Raster
mit Leistungskontakten im 2mm Raster. Es han-
delt sich um einen symmetrischen Board-to-Bo-
ard-Steckverbinder mit einer geraden Anzahl von
Stromkontakten an beiden Enden des Verbin-
ders und Signalkontakten dazwischen.

/
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PCle® M.2 Gen 5
Card Edge Verbinder

Amphenol

COMMUNICATIONS SOLUTIONS

FEATURES

* Hohe Strombelastbarkeit
im platzsparenden Design
* Bis zu 20A pro Pin

« 2 bis 10 Power-Pins im 2mm Raster Die PCle® M.2 Gen 5 Steckverbinder von AMPHENOL sind mit
* 6 bis 140 Signalkontakte 67 Kontakten im Raster 0,50mm ausgestattet. Der Verbinder

im Raster 0,8mm benotigt weniger Platz auf der Platine, bietet mehr Optionen fur
* Zuverlassiges Stromkontaktdesign die Steckerhohe und untersttitzt hohere Datenraten im Vergleich
mit 4 Kontaktpunkten zu mini PCle®. Die PCle® Gen 5 eignet sich filr Tablets, Laptops so-
* Signalgeschwindigkeiten bis zu 12Gb/s wie Low-Profile-Speicher- und Serveranwendungen. PCle® M.2-

+ Stapelhohen von 5 bis 20mm Steckverbinder unterstutzen auch héhere Dateniibertragungsra-
+ Selbstausrichtung fur Blind-Mating
* Erfullt USCAR-2 V2 Schock

und Vibration

High Density, High Performance, High Speed:
32GB/s mit 67 Kontakten im 0,5mm Raster!

ten - sowohl bei einseitigen als auch bei doppelseitigen Modu-

len.

+ Verschiedene Hohen und Kodierungsoptionen

» Abgewinkeltes Einstecken von Add-in-Modulen méglich

PowerStak® ist eine kompakte, platzsparende
Stromversorgungsversion mit einem 4-Punkt-
Kontaktsystem, die Stromstarken bis zu 20 A/Pin
unterstatzt.

Beide Serien werden aus hochtemperaturfestem
Kunststoff (LCP) hergestellt und halten Betriebs-
temperaturen von bis zu 125°C stand. Das be-
rihrungssichere Gehause ermdglicht durch eine
Versatztoleranz von +0,9mm sicheres Blindstek-
ken und eine vollautomatisierte Assemblierung.

ComboStak® und PowerStak® sind ideal fir An-
wendungen in mobilen Netzwerken, Rechenzen-
tren, Industrie und Automotive.

\ Julia Reiterer, +43 1 86305 162

Julia.reiterer@codico.com

» Sowohl rechtwinklige als auch vertikale Ausfihrung fur
M.2-Steckverbinder

[ 503
» Julia Reiterer, +43 1 86305 162
Jjulia.reiterer@codico.com

2022:1 | 45



IMPULSE | \/ERB\NDUNG.ECHN\K

Der Universal Serial Bus (USB) ist einer der beliebtesten Verbindungsstan-
dards! Die einfache Bedienbarkeit und die rasche Weiterentwicklung, um den
standig steigenden Anforderungen an Daten, Geschwindigkeit und Strom-
versorgung gerecht zu werden, haben dazu gefuhrt, dass sich USB unter den
Eingangs- und Ausgangsanschlissen unbestritten durchgesetzt hat.

on einem USB-Stick, den Sie an lhren Lap-
Vtop anschlieBen, tGber anspruchsvolle An-
forderungen in Rechenzentren, Hochgeschwin-
digkeitsgerate, die modernes Infotainment in ei-
nem intelligenten Auto unterstitzen, bis hin zu

robusten USB-Steckern, die den hartesten Bedin-

gungen in der Industrie standhalten: Uberall

werden USB-Stecker eingesetzt.

Mit dem Aufkommen der kompakten, reversi-
blen USB-Typ-C-Stecker hat ihre Popularitat wei-

ter zugenommen. Sie wird heute haufig in Tablets,
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Amphenol

COMMUNICATIONS SOLUTIONS

Smartphones und anderen fortschrittlichen trag-
baren Geraten verwendet. Um den Anwendungs-
anforderungen gerecht zu werden, die eine au-
Bergewdhnliche Daten- und Geschwindigkeitslei-
stung erfordern, hat USB ein neues Protokoll ver-
offentlicht, das hohere Datenuibertragungsraten
in klirzeren Abstanden erméglicht - USB4. Diese
neue Technologie kombiniert die Spezifikationen
des Thunderbolt™-Protokolls mit den friheren
Architekturen wie USB 3.2 und 2.0 und stellt die
nachste Generation von USB-Geraten dar.

Hauptmerkmale von USB4-Steckern
USB4 unterstltzt mehrere Daten- und Anzeige-
protokolle bei gleichzeitiger Verdoppelung der
maximalen Gesamtbandbreite. Diese neue Ar-
chitektur ermoglicht eine optimale Datenuber-
tragung durch dynamische Unterscheidung meh-
rerer Endgerate. USB4 nutzt die Typ-C-Schnitt-
stelle, die bereits in vielen Geraten als externer
Display-Anschluss verwendet wird, um dem Host
die Méglichkeit zu geben, die Zuweisung von Dis-

play-bezogenen Daten zu erhéhen.

Dieses neue Protokoll ist auch abwartskompati-
bel mit seinen Vorgangern wie USB 3.2, USB 2.0
und Thunderbolt 3 und hilft dabei, die maximale
Kapazitat beider angeschlossener Gerate zu nut-
zen. Diese neue Spezifikation unterstutzt den

Two-Lane-Betrieb und verdoppelt die Bandbreite,



um die Leistung gegentiber USB-C-Kabeln zu ver-
bessern, und wird sowohl mit 20Gb/s als auch
mit 40Gb/s Ubertragungsgeschwindigkeit ange-
boten.

AMPHENOL USB4 Portfolio

Die neuen USB4 Gen3 Typ-C-Steckverbinder von
AMPHENOL erfullen alle USB4-Spezifikationen,
sind mit Thunderbolt 4 kompatibel und haben
eine Hochgeschwindigkeits-Datentbertragungs-
rate von bis zu 40Gb/s. Die aus einer exzellenten
Kupferlegierung hergestellten Anschltisse bieten
eine hohe Leistungsabgabe von bis zu 100W und

eine erweiterte Stromstarke von 5A.

Die USB4-Type-C-Anschlisse bieten Stromaufla-
dung, Tunneling-USB, PCle®-DatenUbertragung
und DP-Video- und Audiofahigkeit in einem ein-
zigen USB-C-Anschluss. Die USB-C-Schnittstelle
wird beibehalten, um das Benutzererlebnis zu
verbessern, und ist mit ihrer reversiblen Stecker-
und Kabelausrichtung die ideale Wahl fur neue
Entwicklungen.

Der USB4 Gen 3 Typ-C-Anschluss unterstitzt das
DisplayPort-Protokoll, um mehrere 4K UHD mit
60Hz zu Ubertragen. Er ist auch abwartskompa-
tibel, was bedeutet, dass die Verbindungen
zwischen den Geraten ganz einfach sind.

Der USB4 Typ-C von AMPHENOL ist strukturell
effizient und verflgt Gber eine Mittelplatte mit
einer verbesserten wackelfreien Seitenwand, die
die Kontaktflache maximiert und die Kontaktlei-
stung stabilisiert, sowie die Moglichkeit von Si-
gnalunterbrechungen und Abnutzung minimiert.
Die verlangerte Seitenwand an der Ecke der Zun-
ge schitzt diese vor Beschadigungen, die durch
das Einstecken eines Nicht-Typ-C-Steckers, wie
zB Micro-USB, verursacht werden. Die geerdete
Seitenwand bietet einen besseren EMI-Schutz,
und die zusatzliche Vertiefung an der inneren Ab-
schirmung sorgt flr eine perfekte Einsteckpo-

sition.

Diese Hochgeschwindigkeits-USB-Stecker sind
ideal fr Anwendungen in den Bereichen Spei-
cher, Notebook (Laptops), Tablet, Docking, Peri-
pheriegerate (Monitor/Display, Projektor), Info-
tainment in Fahrzeugen und Home Entertain-
ment.
[ 504
» Julia Reiterer, +43 1 86305 162

Julia.reiterer@codico.com
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Entdéckén Sie die
One Action Lock Serie

& B

HIROSE stellt die FH72-Serie fur flexible Leiter-
platten (FPC) speziell fur Industrieanwendungen
vor: 0,3mm Rastermal, One Action Lock,

Top Contact

ine einzigartige Verriegelung ermoglicht es, das FPC in den
E Steckverbinder einzufihren, ohne den Aktuator zu 6ffnen.
Dies kann mit einer Hand oder automatisierten Anlagen durch-
geflhrt werden, um wertvolle Montagezeit einzusparen und Fehl-
steckungen zu reduzieren. Daruber hinaus lasst sich das FPC auf-
grund der breiten Aufnahme leicht in den Steckverbinder einfiih-
ren. Durch den robusten Verriegelungsmechanismus wird eine
hohe FPC-Rickhaltekraft erreicht. Dieser verriegelt das FPC mit
den seitlichen Laschen und halt sie so fest in Position. Die korrekte
Positionierung kann mithilfe einer Sichtpriifung durch kleine Off-

nungen an der Oberseite des Steckverbinders Uberprift werden.

Die Serie FH72 verfugt Gber eine llckenlos integrierte Kontakt-
struktur um zu vermeiden, dass Lot aufgesaugt wird. Der geringe
Kontaktabstand von 0,3mm spart Raum auf der Leiterplatte und
ist fur platzkritische Anwendungen bestens geeignet. Ideale
Applikationen sind Wearables, Smart-Home-Anwendungen und

medizinische Gerate.

Hauptmerkmale
+ Anzahl der Kontakte: 11, 15, 21, 31
+ Kontaktabstand: 0,3mm
* Hohe: 0,9mm
* Nennstrom: 0,2A
+ Betriebstemperatur: -55 bis +85°C
* Nennspannung: AC/DC 30V
€3
» Julia Reiterer, +43 1 86305 162

julia.reiterer@codico.com
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Reihenklemmen mit
effektiver Verdrahtung

Hat die Bereitstellung von industriellen Geraten in Zeiten von Industrie 4.0
mit der raschen Entwicklung der Industrieautomatisierung mithalten kénnen?

ie Bereitstellung von industriellen Geraten
Derfordert nach wie vor viel Handarbeit, zB
von Monteuren, Elektrikern, Verkabelungsarbei-
tern und SchweiBern. Durch die fortschreitende
Automatisierung, der Verknappung von Fachkraf-
ten und dem Anstieg der Arbeitskosten ergeben

sich folgende drei groRe Herausforderungen:

+ Die Verdrahtung der Gerate wird
immer komplexer.

+ Sehr viele Gerate befinden sich auf
limitiertem Raum.

+ Instabile Qualitat fihrt zu moglichen
Gerateschaden.

Die DP-Serie von DINKLE ist die perfekte Losung

fur diese drei Herausforderungen:
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Das Push-In-Design vereinfacht

die Verdrahtung

Die DP-Serie von DINKLE ist vollstandig im Push-
in-Design ausgefihrt. Massive Drahte und Drah-
te mit Aderendhdlse kénnen direkt und ohne
Werkzeug eingesteckt werden, was die Installati-
onseffizienz um mehr als 50% verbessert und
die Verdrahtungszeit und Arbeitskosten drastisch
reduziert.

250«

Mehrlagiges Klemmenblockdesign zur
Maximierung der Platzausnutzung

Eine Klemme mit doppelten Potentialen kann
zwei Klemmen mit einlagigen Potentialen erset-
zen und spart so 50% Platz. Drei Klemmen mit
einlagigen Potentialen kénnen durch eine einzige
Klemme mit Dreifachpotential ausgetauscht wer-
den. Die DINKLE DP-Serie verfugt Gber maximal
6 Klemmstellen, was eine Platzersparnis von bis
zu 66% ermoglicht.

g2

L

& & & S0 A8 EE

Zertifizierung nach internationalen
Sicherheitsstandards

Produkte von DINKLE werden regelmaRig mit ho-
heren Standards entwickelt, als von der Industrie
gefordert. Die DP-Serie hat Zertifizierungen wie
UL, VDE, RoHS, TUV, CSA und ATEX erhalten. Es
werden PA66 und weitere hochwertige Isolierma-
terialien verwendet, um die hdochste Flamm-
schutzklasse UL94 VO zu erreichen und einen dau-

erhaft stabilen Betrieb in extremen Umgebungen

\ Christian Sichtar, +43 1 86305 134

christian.sichtar@codico.com

von -40° bis +120°C zu gewahrleisten.
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HIROSE CX Serie -
USB Typ C Steckverbinder

Die Stecker der CX-Serie entsprechen dem USB-Typ-C Standard, wodurch
dieser als Standardschnittstelle in verschiedenen Geraten im Verbrau-
cher-, Industriemaschinen- und Automobilmarkt weit verbreitet ist.

er kompakte USB-Steckverbinder kann re-
Dversibel eingesteckt werden und bietet
Ubertragungsgeschwindigkeiten bis zu 10Gbit/s.
Schnelles Aufladen ist durch USB Power Delivery
(PD) moglich.

Entwicklung von USB-C-Steckver-
bindern fur unterschiedliche
Anforderungen

HIROSE hat eine neue Erganzung der CX-Serie
ins Portfolio aufgenommen: CX90BW-16P, eine

16-polige, von oben zu montierende Buchse mit

Bild 1: CX90BW-16P - IPX4 Waterproof, Top-Mount Type

IPX4-Klassfizierung und CX90W6-16P mit Schutz-
klasse IPX8.

Der USB-C-Stecker mit einem rotationssymme-
trischen Design, der ohne Ruicksicht auf die Kon-
taktrichtung eingesteckt werden kann, erfreut
sich zunehmender Beliebtheit und wird in einer
Vielzahl von Anwendungen eingesetzt. Infolge-
dessen werden die Anforderungen an die Spezi-
fikation, einschlief3lich Wasserdichtigkeit, Haltbar-
keit und Anforderungen an 16 Pin-Varianten, im-

mer vielfaltiger.

VERBINDUNGSTECHNIK | IMPULSE

_ CX90BW-16P | CX90MW6-16P

Board .
Mounting Style Top-Mount Mid-Mount
v (6A) v (6A)
Transmission USB2.0 USB2.0
Rate (480Mbps) (480Mbps)

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden,
stellt HIROSE zwei Varianten vor, die wasserdicht
sind, so dass sie auch in spritzwassergefahrdeten

Umgebungen sicher verwendet werden kénnen.

Der CX90BW-16P ist eine Top-Mount-Buchse - ein
Stecker, der auf die Oberseite der Leiterplatte
gelotet wird. Der CX90MW6-16P ist eine Mid-
Mount-Type, die in eine Vertiefung der Leiterplat-
te eingesetzt wird, und damit die Bauhohe von
Geraten verringern kann. Um die Haltekraft zu
erhéhen, kann der Steckverbinder nach der Mon-
tage Uber die Schraublécher im Gehause mit der

Leiterplatte verbunden werden.

Sowohl der CX90BW-16P als auch der CX90MW6-
16P haben eine hohe Hitzebestandigkeit von
105°C und eine hohe Stromkapazitat von 6A fir
schnelles Laden.

Geeignete Anwendungen sind Steuerungen flr
die Fabrikautomation, Servoverstarker, Industrie-
roboter, Server, speicherprogrammierbare Steue-
rungen, Sicherheitssysteme und viele mehr.

S07
\ Julia Reiterer, +43 1 86305 162

julia.reiterer@codico.com

HIROSE
ELECTRIC
EUROPE BY.

Bild 2: CX90MWe-16P - IPX8 Waterproof, Mid-Mount Type
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TOP & BATTOM/\
CONTACT

Back Flip

FPC/FFC

Connector fur die Automotive

Ein zuverlassiger Steckverbinder, ideal fur Infotainment

und SensoranschlUsse im Fahrzeug.

ie Zahl der in Fahrzeugen installierten An-
Dzeigen und Displays nimmt stetig zu, da im-
mer mehr elektronische Systeme in den Fahrzeu-
gen verbaut werden und der Ubergang zu digi-
talen Cockpits erfolgt. Daraus resultierend sind
multifunktionale Steckverbinder erforderlich.

FPC/FFC werden im Allgemeinen fir die interne

Verbindung von Displays verwendet. Um den Ein-

50 | 2022:1

schrankungen des Platinenlayouts gerecht zu

werden, die sich aus der zunehmenden Zahl der

installierten Displays ergeben, sind multifunktio-

nale Steckverbinder erforderlich.

Daruber hinaus sind FPC/FFC Verbinder mit Top
& Bottom Kontakten, die unabhangig von der

Kontaktrichtung angeschlossen werden kénnen,

bei der Verwendung allgemeiner Displays mit ein-

seitigem FPC/FFC gefragt. Um die Zuverlassigkeit
der elektrischen Verbindung zu verbessern, sind

bei zahlreichen Anwendungen spezielle Merkma-

le fir den Automobilbereich, wie zB eine hohe

Hitzebestandigkeit von 125°C, hohe Vibrations-

bestandigkeit und Schutz gegen das Eindringen
von Staub, gefordert.

Um all diesen Anforderungen gerecht zu werden,

hat HIROSE die FH69-Serie entwickelt, einen

HIROSE
ELECTRIC
EUROPE BV.

Back-Flip-FPC/FFC-Steckverbinder mit Top & Bot-
tom Kontakten in Automotive-Qualitat.

Da sich die Kontakte sowohl auf der Ober- als
auch auf der Unterseite befinden, gibt es keine
Einschrankungen in Bezug auf die FPC/FFC-Kon-
taktrichtung, was ein flexibles Leiterplattende-
sign ermoglicht. Das unabhangige Zwei-Punkt-
Kontaktdesign gewahrleistet eine hohe Kontakt-
zuverlassigkeit. Selbst wenn sich Staub in einem
Kontaktpunkt verfangt, bleiben die anderen Kon-
takte verbunden. Darlber hinaus verhindert das
Back-Flip-Design ein unerwartetes Offnen des
Aktuators aufgrund einer nach oben gerichteten
FPC/FFC-Leitung.

Die neue FH69-Serie wurde mit 60 Kontakten ent-
wickelt. Die Entwicklung von weiteren Varianten
mit geringeren Polzahlen ist geplant.

» Julia Reiterer, +43 1 86305 162

julia.reiterer@codico.com
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Das umfangreiche Produktportfolio von CVILUX im Bereich
Wire-to-Board Steckverbinder hat einiges zu bieten.

VILUX bietet eine Vielzahl von verschiede-
Cnen Konfigurationen fur PitchgréfRen von
0,60 bis 5,08mm. Die Polzahlen und Querschnitts-
bereiche gehen, je nach Serie, von 2-60-polig bzw.
von AWG18-34. Fur nahezu jede Anwendung fin-

det sich die optimale Lésung:

+ PCB-Header und Gehause in verschiedenen
Rastermalen ab 0,6mm

« Verfugbar mit Standardlieferzeit

+ Vertikale und horizontale Konfigurationen

+ Ein- und zweireihige Ausfuhrungen

+ Austauschbar mit bestehenden
Marktstandards

CVILUX ist nach 1SO9001, ISO14001 und IATF
16949 zertifiziert.

Bei der Auswahl einer geeigneten Losung unter-

stUtzen wir Sie gerne.
€
\ Julia Reiterer, +43 1 86305 162

julia.reiterer@codico.com

2-16 (einreihig)

1A 1A

LELTE S T AWG 28-32
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—-10-

1,25mm 1,50mm

2-15 (einreihig)

250V AC fiur 1 Minute 50V AC
-25 bis +85°C

AWG 26-32

F 4
Ir’:“‘.'*.
rifﬁ:‘l.‘!:;,

" Cvilux
)& Corporation

Cl44 Cl15 Clo1

2,00mm
2-16 (einreihig)
6-34 (zweireihig)

2A (einreihig)
3A (zweireihig)

800V bzw. 500V AC fiir
1 Minute (einreihig/zweireihig)

-25 bis +105°C

AWG 22-30

)
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* 100% Produktion in Deutschland
(Frankfurt/Oder)

* Kundenspezifische Anfertigungen,
zB mit Schirmung, Faltungen etc.

+ Lieferbar als komplettes System
mit FFC-Steckverbindern
von YAMAICHI o.a.

* Schnelle Lieferzeiten

@ YAMAICHI
ELECTRONICS

Flexible Flat Cables
»Made in Germanyx«

YAMAICHI Electronics bietet nun auch FFC aus eigener Produktion in
Frankfurt/Oder an. Mit der Serienproduktion wurde bereits begonnen.

AMAICHI ist in erster Linie als Hersteller von
Yverschiedensten Steckverbindern und Test
Contactoren bekannt. Zum umfangreichen Pro-
duktportfolio gehéren auch Board-to-Cable Ver-
bindungen, wie zum Beispiel das Y-Lock System
oder Non-ZIF Steckverbinder. Die zu verwenden-
de Kabelseite - also ein Flexible Flat Cable (FFC)

Posce |
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-wurde vom Kunden bislang von einem anderen
Hersteller zugekauft. Um noch besser auf spe-
zielle Kundenforderungen eingehen zu kénnen
und um ein komplettes System aus Steckverbin-
der und Kabel anbieten zu kénnen, hat sich
YAMAICHI dazu entschlossen eine eigene FFC-
Serie, die Y-FFC, einzufihren.

Standort der hauseigenen FFC-Produktion ist die
YAMAICHI-Fertigung in Frankfurt/Oder, in der bis-
lang zB Kabelkonfektionierungen oder Test Con-
tactoren, ebenso wie die industriellen Rundsteck-
verbinder Y-CIRC gefertigt werden.

YAMAICHI hat in hochmoderne Laminieranlagen
sowie Stanz- und Faltmaschinen investiert. Somit
kénnen nun in Frankfurt/Oder FFCs fur YAMAI-
CHI-Steckverbinder oder andere Applikationen
hergestellt werden.

Dabei kann YAMAICHI auf die verschiedensten
Anforderungen wie Rastermal3, Anzahl der Lei-
tungen, Langen, Oberflachen, Steckgesichter
oder Faltungen eingehen. Ebenso mdglich sind
spezielle Kundenwuinsche wie eine Schirmung
oder das Stanzen von Lochern oder Langl6chern
in der FFC. Die intensive und automatische opti-
sche Prozessliberwachung stellt die Einhaltung
von Toleranzen sicher.
[ 510
™ Christian Sichtar, +43 1 86305 134

christian.sichtar@codico.com
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Y-SPE: Industrial Single Pair Ethernet
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YAMAICHI Electronics bietet mit Y-SPE eine neue Serie von Steckverbin-
dern fur Industrial Single Pair Ethernet (SPE) gemal’ IEC 63171 an.

ie neue Serie beinhaltet zunachst sowohl
DIPZO-Buchsen als auch M12-Buchsen in
Schutzart IP67 fur die Montage auf Leiterplatte
gemal’ den IEC-Standards 63171-2 und -6.

Single Pair Ethernet bietet die Mdglichkeit der ef-
fizienten Datenlbertragung vom Sensor bis zur
Cloud. Die zunehmende Kommunikationsnot-
wendigkeit und -fahigkeit von Maschinen, Gera-
ten und auch Komponenten im Produktionsum-
feld stellt das bisherige Ethernet vor Herausfor-
derungen. Speziell bei Anlagen mit Kabelstrecken
>100m gab es in punkto Ethernet nur wenig Mog-
lichkeiten.

Aufgrund der groBen Reichweite und der einheit-
lichen Kommunikationsebene gilt Single Pair
Ethernet deshalb allgemein als Schlissel im
Ubergang zu loT und Industrie 4.0. Die Ubertra-
gung erfolgt nur Gber zwei und nicht mehr tber
vier oder acht Kontakte. Aufgrund dieser Tatsa-

che ist es moglich, Steckverbinder kleiner zu bau-
en als die bisherigen RJ45. Das gleiche gilt fur die
Kabel. Anstatt zwei oder vier Paare wird nur
noch ein Paar benétigt. Das spart Platz, Rohstof-
fe, Gewicht und Geld.

Um zusatzlich die Versorgung mit Power zu ge-
wahrleisten, bietet SPE die Moglichkeit der Nut-
zung von Power over Data Line (PoDL) - ahnlich
des Power over Ethernet (PoE). Die Grenze liegt
hier allerdings bei ca. 60W. Fir die Nutzung sind
nur die zwei bestehenden Litzen notwendig.

Fur Komponenten, die mehr Energie benétigen,
hat man Hybridstecker als Normentwurf einge-
geben, beispielsweise in der 63171-7 fur M12.
Auch hierfir bietet YAMAICHI bei Bedarf bereits
erste Prototypen.

Sollte statt eines normgerechten Layouts ein kun-
denspezifisches Design bevorzugt werden, kann

VERBINDUNGSTECHNIK | IMPULSE

. YAMAICHI
€LECTRONICS

+ Zukunftsorientierte Technologie
als Vorbereitung auf Industrie 4.0

+ Beide Steckgesichter verfligbar
(IEC63171-2/-6)

* Platz- und gewichtssparend

+ 90° und 180° Buchsen in IP20
und IP67 (IEC 63171-6)

+ 90° Buchse (IEC 63171-2)

+ Kundenspezifische Lésungen moglich

der Kunde selbstverstandlich auch bei der Reali-
sierung unterstutzt werden.

Die Steckverbinder von YAMAICHI bieten die
Méoglichkeit, von Beginn an bei SPE dabei zu sein
und die Vorteile zu nutzen. Aus den standar-

disierten Systemen kann frei gewahlt werden.

N Christian Sichtar, +43 1 86305 134
christian.sichtar@codico.com
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Ines
Andra

Ich bin mittlerweile fast 5 Jahre Teil der CODICO Familie. 2017 habe
ich im Innendienst fir passive Bauteile begonnen und betreute Teile
des deutschen Marktes. Der Umgang mit Kunden und Lieferanten ist
das, was mich damals so wie heute begeistert und mir Spald macht.
In den letzten 5 Jahren hat sich einiges fir mich verandert. Seit 2019
betreue ich auch die Gebiete Nordics und Baltikum, was mich sehr
freut, da ich zu Schweden eine besondere Beziehung habe. 2020
brachte der Markt fir uns alle viele Herausforderungen mit sich, aber
auf mich wartete eine zusatzliche, komplett neue Aufgabe. Ich durfte
die Leitung des Inside Sales fiir passive Bauteile Ubernehmen. Im
Zuge dessen habe ich schweren Herzens einige meiner deutschen
Kunden abgegeben, aber auf der anderen Seite auch wahnsinnig viel
dazu gelernt. Vor meiner beruflichen Laufbahn habe ich in Kufstein
studiert. Wahrend des Bachelorstudiums habe ich ein Semester in
Schweden verbracht, an das ich heute noch sehr gerne zurtick denke.
Meinen berufsbegleitenden Master in Eisenstadt habe ich 2018 ab-
geschlossen.

In meiner Freizeit betreibe ich gerne Sport. Badminton und Spikeball
spiele ich mit einigen Arbeitskollegen, auBerdem gehe ich gerne Jum-
pen. (Ja, einige von Ihnen werden jetzt Google oder Youtube befragen,
was Spikeball oder Jumpen Uberhaupt ist.) Bei unserem kleinen Bun-
galow an einem Badesee nicht weit von der Wohnung entfernt, kann
ich super entspannen. Der Garten braucht einiges an Aufmerksamkeit
- eine Arbeit, bei der ich gut abschalten kann. Noch besser abschalten
kann ich allerdings auf Reisen.

Ich freue mich sehr, dass mir CODICO von Anfang an so viel Vertrauen
geschenkt hat und bin gespannt, was die nachsten Jahre noch so mit
sich bringen. Teil der CODICO Familie zu sein bedeutet mir sehr viel
und ich freue mich schon auf eine lange, gemeinsame Reise.

Fragen? Einfach jederzeit gerne melden.
Bleiben Sie gesund!
[ D02
W Ines Andrd, +43 1 86305 358
ines.andrae@codico.com
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Caroline
Gapmann

Ich begann meinen beruflichen Werdegang bei einem StraRenbeleuch-
tungskonzern im 23. Wiener Bezirk. Angefangen mit einer Lehre zur
Industriekauffrau war ich insgesamt 7 Jahre in diesem Unternehmen
beschaftigt. Aufgrund interner Umstrukturierungen bat sich mir die
Gelegenheit, meinen Horizont etwas zu erweitern und neue Wege zu
gehen - so wurde ich Ende 2017 Teil der vielseitigen CODICO Familie.

Hier bei CODICO fing ich (wie in meiner vorherigen Firma zuletzt) in
der Auftragsbearbeitung an. Mein Kundengebiet befindet sich haupt-
sachlich in Deutschland, jedoch betreue ich auch MIELE als einen un-
serer Key Account Kunden. CODICO legt grof3en Wert auf eine kom-
petente und umfassende Einschulung und vor allem einen sehr guten
Umgang miteinander. Hier gibt es viele Prozesse und immer etwas
Neues zu lernen. Von Langeweile ist hier keine Rede :0). Auch wenn
manchmal der ein oder andere Tag noch so schwer war, hat man sei-
ne lieb gewonnenen Kollegen um sich, um sich auszutauschen oder
gemeinsam in unserem firmeneigenen »Central-Park« Luft zu schnap-
pen. Es ist toll, ein Mitglied der CODICO Familie zu sein und auch im-
mer wieder von kleinen und grofRen Gesten - wie zum Beispiel zu
Ostern mit einem Schoko Hasen oder zum Geburtstag mit einem Blu-
menstraul - Gberrascht zu werden.

Privat wohne ich nicht allzu weit weg von unserer Firma, welche sich
in der schénen Weinregion Perchtoldsdorf befindet. Hier bieten sich
viele Moglichkeiten, wie zum Beispiel noch nach der Arbeit einen lan-
gen Spaziergang durch die Weingarten zu machen oder am Wochen-
ende auf einen der nahe gelegenen Berge hoch zu wandern. Wir sind
hier auf jeden Fall von einer wunderbaren Natur umgeben und haben
es gleichzeitig auch nicht weit in die schone Stadt Wien. Ich liebe diese
Umgebung hier, da man alles hat, was man braucht, wie ich finde.
Mein kleiner pelziger Mitbewohner, ein wei3-grau-schwarz getigerter
Kater begleitet mich zu Hause auf Schritt und Tritt und bereichert mir
dadurch auch das Arbeiten im Home-Office.

Die Schmuseeinheiten sind hier nicht zu vernachlassigen! Im GroR3en
und Ganzen kann man sagen, dass ich es wirklich wertschatze, ein
Teil von CODICO zu sein. Schon nach diesen lehrreichen, turbulenten
4 Jahren habe ich viel gelernt und mitgenommen und vor allem habe
ich tolle Kunden gewonnen.
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Im Februar 2017 schloss ich mich dem CODICO Team an und bin ab-
solut Uberzeugt, damals die richtige Entscheidung getroffen zu haben.
In ein Team voller verschiedener Kulturen und unterschiedlicher Spra-
chen bringe ich als Sachse ein weiteres kleines Puzzleteil ein und be-
rate unsere Kunden im Osten sowie im Norden Deutschlands bei der
Suche nach passenden passiven Bauelementen. Mit meiner Frau und
meinem 12jahrigen Sohn wohne ich in der Karl-May-Stadt Radebeul,
direkt vor den Toren meiner Geburtsstadt Dresden. Bekannt ist die
Region durch die Porzellanstadt MeiRen und den inoffiziellen Titel
,nordlichstes Weinanbaugebiet der Welt". Meine Aufmerksamkeit ge-
hort aber weniger dem Wein, sondern eher der fuBballerischen Ent-
wicklung meines Heimatvereins SG Dynamo Dresden. Leider liegen
die erfolgreichen Zeiten schon einige Jahrzehnte zurtick, aber getreu
dem Motto ,Wir haben einen Traum"” hoffe ich, meine Freude am Ful3-
ball irgendwann auch wieder mit meiner Freude am Reisen verbinden
zu koénnen. Spiele gegen Mailand, Liverpool, Wien oder Madrid sind
Vergangenheit - die nachsten beiden Europapokalspiele Nr. 99 und
100 habe ich aber fest fir mich gebucht ... ok, genug getraumt - zu-
rdck zu mir: 1992 begann ich eine Ausbildung zum Kommunikations-
elektroniker und habe nachfolgend ein Fernstudium zum Elektronik-
techniker abgeschlossen. Beruflich begleitet mich von Anfang an eine
interessante Gegebenheit: Ich trat stets Jobs an, die ich zunachst fur
mich ausgeschlossen hatte. Wahrend der Lehre habe ich festgestellt,
dass mein Interesse, Fehler in elektrischen Schaltungen zu suchen,
eher begrenzt war. Ich war nie der richtige »Bastler«, fand mich aber
prompt in einem Reparaturcenter fur Richtfunktechnik wieder. In die-
sem Job habe ich spater auch die Funktion des Teamleiters tibernom-
men, bis man mir firmenintern das Angebot machte, meine Affinitat
zum Kundendienst im Vertriebsinnendienst einzubringen. Sollte ich
diesen Schritt wirklich gehen? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, also
startete ich meine Vertriebs-»Karriere« bei einem mittelstandigen
EMS. Mit der Vertriebstatigkeit im Blro hatte ich mich dann doch
schnell angefreundet, allerdings niemanden beneidet, der regelmaRig
zu personlichen Kundenbesuchen unterwegs war. Und dann kam es,
wie es kommen musste: Letztendlich bin ich im AuRendienst gelandet,
zuerst fUr eine metallverarbeitende Firma in Bereich Bahntechnik,
nun bei einem international tatigen Unternehmen mit Sitz im Ausland.
Auch das hatte ich nie fir moglich gehalten. Aber manchmal sollte
man sich den Sprung ins kalte Wasser durchaus zutrauen, auch wenn
es mich im Urlaub eher an warme Strande zieht. Ein roter Faden zieht
sich durch alle meine bisherigen Tatigkeiten: Ich hatte stets mit Kun-
den zu tun! Es ist ein groRer Vorteil, dass ich viele Seiten einer Kun-
den-Lieferantenbeziehung kennenlernen durfte. Meine Erfahrungen
helfen mir, mit meinem Gegenuber einen gemeinsamen Draht fur
viele Themen zu finden. Wir sind alle Menschen mit personlichen Zie-
len, und die Grundlagen einer jeden Zusammenarbeit sind gegensei-
tiges Verstandnis und Vertrauen. Erst diese Faktoren machen das Puz-
zle komplett und ermdglichen es, gemeinsame Projekte auch gemein-
sam zum Erfolg zu bringen. Also - packen wir es an!
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Am 02. Mai 2017 begann mein erster Tag bei CODICO. Woran ich
mich noch sehr gut erinnern kann, ich wurde von allen richtig herz-
lich aufgenommen. Speziell von meinem damaligen Mentor. Ja, bei
CODICO bekommt jeder »Frischling« einen Mentor zur Seite gestellt,
welcher einen dann bei allen eventuellen Unsicherheiten tatkraftig
unterstutzt und immer ein offenes Ohr hat. Das war und ist ein tolles
Konzept, wie ich finde. Ich durfte in der Auftragsabwicklung begin-
nen und war fir die Kundengebiete UK, Nordics sowie teilweise
Osterreich, Deutschland und die Schweiz zustandig. Der tagliche
Kontakt zu unseren nationalen und internationalen Kunden sowie
die enge Zusammenarbeit mit den Sales Kollegen hat mir immer
viel SpalR gemacht. Nach ca. 1% Jahren habe ich die Chance erhalten,
in einen neuen Bereich zu wechseln und zwar in die Material Pla-
nung. Da mir neue Herausforderungen sehr liegen, habe ich diese
Moglichkeit auf jeden Fall angenommen. Der Gedanke selbst Kunde
zu sein und somit genau die umgekehrte Seite kennenzulernen, hat
mir gut gefallen. Heute kann ich mit gutem Gewissen sagen, diese
Entscheidung war richtig! Taglich neue Bedarfe zu planen sowie be-
reits eingeteilte Ware gegebenenfalls komplett neu koordinieren zu
missen, macht mir extrem viel Spal3. Die Verantwortung zu haben,
dass sich die richtige Ware sowie Menge zum richtigen Zeitpunkt
am richtigen Ort befindet, ist sehr oft eine groRBe Challenge - aber
genau das gefallt mir. Die taglich enge Zusammenarbeit mit unseren
Herstellern bereitet mir grofl3e Freude, denn nur durch ein gutes und
respektvolles Miteinander kommt man gemeinsam ans Ziel. Auf-
grund von Covid-19 waren die letzten Jahre besonders herausfor-
dernd, da noch praziseres Arbeiten und vor allem schnelleres Han-
deln extrem wichtig waren. Ein besonderer Pluspunkt fur mich ist,
dass ich dadurch auch die Méglichkeit hatte, mit sehr erfahrenen
CODICO-Kollegen viele Hurden in dieser harten Zeit zu meistern. So
viel Spal mir mein Job macht, liebe ich aber auch meine Freizeit. In
der kalten Jahreszeit fahre ich sehr gerne Ski. In Osterreich hat man
ja auch quasi die Berge vor der Hausture. Bereits mit vier Jahren bin
ich auf Ski gestanden und daher kann ich auch heute nicht anders,
als mich regelmaRig auf die Pisten zu schmeil3en. Neben dem Ski-
fahren ist das Reisen eine weitere Leidenschaft von mir. Ich finde
es richtig spannend, immer wieder neue Lander zu sehen und scho-
ne Orte kennenzulernen. Doch auch hier in Osterreich gibt es na-
tarlich allerhand zu unternehmen. Da bin haufig in der City unter-
wegs, wo man sich dann zum gemutlichen Abendessen mit Freun-
den trifft oder zum gemeinsamen Cocktail trinken. Im Sommer gehe
ich gerne auf Konzerte, zu Festivals, Inline-Skaten, Rad fahren oder
besuche verschiedene Seen in Osterreich. Vielen Dank, dass Sie mei-
ne Vorstellung gelesen haben und somit wieder einen weiteren klei-
nen Einblick in die CODICO-Familie erhalten konnten. P
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